
2014.518Vol.
技術誌

［特集］
LSIソリューション





C o n t e n t s

●R4Navi、M-RADSHIPS、DYNAMICTRADECENTER、
Medallion、EASY DICOM IMAGEWRITER、救済くん、か
らだみらい、ディスコン LSI 再生は、東芝情報システム株式会社
の 商 標 ま た は 登 録 商 標 で す。●Visconti、REGZA、
dynaCloud は、株 式 会 社 東 芝 の 登 録 商 標 で す。●ARM、
Cortex、AMBA は、ARM Ltd. の登録商標です。●SystemC
は、Accellera Systems Initiative, Inc. の商標または登録商
標です。●MATLAB、Simulink は、MathWorks, Inc. の登録
商 標 で す。●Xilinx、Vivado、Zynq、Kintex、Spartan、
Virtex は、Xilinx, Inc. の登録商標です。●Altera、Stratix は、
Altera Corporation の 登 録 商 標 で す。●Microsemi は、
Microsemi Corporation の 登 録 商 標 で す。●HAPS、
DesignWare、UMRBus、Virtualizer は、SYNOPSYS, 
INC. の商標または登録商標です。●SharePlex は、DELL, 
INC. の登録商標です。●Oracle は、米国オラクル・コーポレー
ション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における
商標又は登録商標です。●Microsoft、Microsoft Dynamics
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に
おける登録商標です。●iPad は、Apple Inc. の登録商標です。
●Android は、米国 Google Inc. の登録商標です。●Wi-Fi、
Miracastは、Wi-Fi Alliance. の登録商標です。●SeeQVault
は、NSM Initiatives LLC の商標または登録商標です。
●Black Duck は、Black Duck Software, Inc. の登録商標
です。●その他記載されている会社名および製品名は、各社の商
標または登録商標です。●本書から無断での一部または全部の複
写・転写を禁じます。

LSIソリューション

ソリューション紹介

ニュース＆インフォメーション
Next Wave

「センサーの個体認証技術」

ひと (PERSON)　
たゆまぬ努力でお客様に信頼されるエキスパート目指す

編集後記

24

25

特 集

12 高性能コアを提供するARM社との連携により
当社の技術力をさらに活かしたソリューション提供を

SharePlex for Oracleを用いた
リアルタイム・データ・レプリケーションソリューション

Microsoft Dynamics AXで実現する
個別受注生産／販売管理短期導入ソリューション

クラウドに対応したリバースオークションサービスで
調達業務を効率化し調達コストの大幅削減を実現

病院外での携帯端末による画像参照を実現する
医用画像モバイル配信システム「Medallion」

本号では、デジタル、アナログのLSI設計から、ディスコンLSI再生サービスまで
さまざまなLSIソリューションを紹介いたします。

特集に寄せて

豊富な高位設計・高位合成の実績に加えて
ソフトウェア連携も強化しモデルベース・仮想環境開発を提供

突然のディスコンを解決し、コストダウンも実現する
「ディスコンLSI再生サービス」の採用が増大

24MHzにも対応
高周波化ニーズに応える電源ICソリューション

FPGAを有効活用した設計手法の導入により
組込み製品の早期市場投入を促進

技術力プラス人間力で
お客様に貢献できるサービスの拡充を2

4
6
8

10

14
16

18

2014.518Vol.

20
試作ボード開発・製品立ち上げをトータルに支援
早期商品化を促進する設計ソリューション22



　
　旬のキーワードや技術への注力でビジネス拡充を

　日本の製造業は、円安などの影響もあり、業績好調な大手を中

心に復調を見せてきました。同時に、クラウドやビッグデータ、ヘル

スケア、M2Mといったキーワードが注目され、新たな産業転換も

求められています。センサからのビッグデータをネットワーク経由

で収集してクラウドで解析し、ネットワークを介して端末で表示・管

理する動きは、さまざまな分野で活発になっています。また、産業機

器や工作機械などの伸長も見られています。

　2020年に東京でのオリンピック開催が決定したことで、社会イ

ンフラ関連ビジネスも活発化するでしょう。当社は、SI系からヘル

スケア、組込み、LSIまで幅広い事業を展開しており、社会インフラ

の拡充によりこれらすべてのビジネスに対するニーズが高まるも

のと期待しています。日本で今後拡大が期待されるこうしたキー

ワードや技術に注力し、オリンピック開催での盛り上がりに負けな

いよう、またこれらのビジネスが結実し開花するよう、積極的にビ

ジネスを展開していく考えです。

　アナログ・デジタル両技術の
　融合を強みに

　当社のLSIソリューション事業部の最大の

強みは、ロジックLSI設計とアナログLSI設計

の双方で豊富な経験とノウハウを持ってい

ることです。ロジックLSI設計に関してはいち

早く、2002年から高位設計への取り組みを

開始し、10年以上に亘って技術を培ってき

ました。エンベデッドシステム事業部でもモ

デルベース開発への取り組みを行っていま

すが、当事業部では、もう少しハードウェア

に近い部分をモデルベースで設計できるよ

うお客様を支援しています。また、本号の特

集では、FPGA開発におけるプロトタイピング技術を活用し短期開

発を実現するソリューション、さらには世界的な半導体IPのライセ

ンサーであるARM社との連携による、お客様のターゲットシステム

に最適なARM環境提供とLSI設計のソリューション提供について

触れています。当事業部はこうした効率的なデザインサービスの拡

充、お客様のニーズに合わせた他社との連携が非常に重要だと考

えています。

　もう1つの強みであるアナログLSI設計は、東芝と一緒になって

追求してきたさまざまな分野の設計技術を持っています。特に電源

ICの開発、高周波系のレイアウト技術や設計ノウハウ、通信技術な

ど、得意な分野を今後もさらに伸ばしていく考えです。

　アナログLSIは、M2Mの効率的な運用には欠かせないLSIです。

ご存じのようにM2Mのネットワークでは、下流のセンサが大量の

情報(ビッグデータ)をネットワーク経由でクラウドシステムに送り

込みます。クラウドシステム内で処理されたビッグデータは、基本

的には人の手を介することなく、上流にあたる各種システム内の

機器で活用されます。アナログLSIはビッグデータの取り込み口で

あるセンサに不可欠なLSIですが、ここにデジタル(ロジック)の技術

ロジックLSIとアナログLSI両方に強みを持つ当社のLSIソリューション事業は、より堅固なビ
ジネスを進めていくためにも、柔軟な発想でさまざまなエンジニアリングサービス、デザイ
ンサービスを展開していくことが求められています。また、SIやエンベデッドなど他の事業
部との連携により、お客様により優れたソリューションを提供できるよう努めていきます。

特集に寄せて

技術力プラス人間力で
お客様に貢献できるサービスの拡充を

取締役
LSIソリューション事業部　事業部長 
伊藤 健司
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を応用することで、センサの低消費電力化を実現するといったこと

が可能となります。社会インフラ整備がますます進んで行くであろ

う将来に向け、当社はアナログとデジタル双方の強みを融合した

技術で、お客様のご要望に応えていきたいと考えています。

　LSIソリューション事業というのは、技術力を強化し、ノウハウを

蓄積することはできても、商品化の難しい分野です。いかに優れた

技術を持ち、優れた技術者を提供できても、それだけでは今後の

ビジネス強化・拡充は実現できません。お客様にライセンス供与す

るなどのビジネスを積極的に検討していくことに加え、他社との連

携にも力を入れていきます。本号のFPGAの記事では、有力なEDA

ツールベンダとの連携について触れています。IPを持っているだけ

でなく、EDAツールベンダからM2M関連企業まで、強い力を持っ

た企業との連携により、積極的に市場に出ていくことが大切です。

技術者の堅い頭だけで考えるのではなく、柔らかな発想で他社と

の連携も考慮したビジネス拡大を模索していかねばなりません。ま

た、今まで以上にグローバル化の波に乗っていくことも大切です。

現在半導体の製造は海外への依存度が高まっており、加速するグ

ローバル化に十分対応できる人財の育成が求められていると考え

ています。

　製造終了となったカスタムLSIを再生産するディスコンLSI再生

サービスなどは、当社の技術力を活かした独自の取り組みであり、

他社の追随を許さないサービスでもあります。本サービスは日本

国内のみならず、海外企業との強いアライアンスがバックグラウン

ドにあります。例えてみれば理系と文系の連携、それらの深い融合

がこうした新しいサービスの創出に役立つと信じています。

　事業部連携により「点」から「面」でお客様に貢献

　お話ししたように、当社は、SIからヘルスケア、組込みシステムま

で、さまざまな事業を展開していますが、相互連携によって、お客様

により優れたソリューションを提供しています。特に、エンベデッド

システム事業部とLSIソリューション事業部は、技術面やお付き合

いするお客様などで密接な関係にあり、例えば、FPGAを使用した

ボード開発においては、ボード設計からFPGAの実装、検証までを

２つの事業部で協力しながら、トータルソリューションとしてお客

様に提供しています。

　現在注目されているM2MではSIソリューションとの連携も必要

になるでしょうし、ヘルスケアソリューションとの関わりも今後は

たくさん出てくるはずです。当社の最も優れた点は、これらすべて

のソリューションを一社で持っているところだと自負しています。

相互連携によって幅広くお客様の要望にお応えできる企業は、東

芝グループの中でも稀有な存在だと思います。今後は変化してい

く社会のニーズに応える形で、事業部それぞれが持つ技術力やソ

リューションを活かした連携がより深まるものと期待しています。

　それぞれの持ち味を活かしつつ「点」ではなく「面」となってソ

リューション提案を行えば、お客様も全体を理解しやすく、問題点

があればシステムのどの部分でもすぐにご相談をいただけるな

ど、この上ないメリットとなります。M2Mやクラウドが実用化する

時代を迎え、他の事業部との距離もさらに縮まっていくものと思っ

ています。私は、ディスクリート部品からメモリまで、システムLSI全

般の応用技術の責任者を東芝 セミコンダクター＆ストレージ社で

務めた経緯もあって、さまざまなお客様との繋がりとコミュニケー

ションの重要性を痛感しています。もともと半導体の仕事は生真面

目なイメージがありますが、当社に就任した当初も、技術者集団ら

しい堅い職場だという印象を受けました。そうしたこともあって、

私は事業部内でのコミュニケーションにはとりわけ力を入れてい

ます。技術者中心の会社は、ともすれば隣の人が何をしているか分

かっていないところがあります。コミュニケーションの輪を広げれ

ば、自分の知らなかった分野の技術を知ることができますし、交流

を積極的に行うことで組織の活性化も維持できます。強い技術力

を持つだけでなく、“人間力”を養うことで、よりお客様にお役に立

てる企業となるよう努めていきたいと考えています。

　当社では、5月14日〜16日に開催される組込みシステム開発技

術展(ESEC2014)ならびに7月23日〜25日に行われるTECHNO 

FRONTIER 2014に出展します。本号で紹介している「ディスコン

LSI再生サービス」、「LSI解析サービス」など、さまざまなソリュー

ションの展示を予定しています。この機会にぜひご来場ください。

技術力プラス人間力で
お客様に貢献できるサービスの拡充を

伊藤健司プロフィール
東芝に入社し、ビデオ事業部に配属されて以来、30年以上に亘ってLSIシステム開
発に携わる。BSデジタル放送の黎明期には東芝REGZA(レグザ)のエンジンLSI開
発のプロジェクトリーダーも務めた。東芝 セミコンダクター＆ストレージ社 システ
ム技師長を経て、2012年より東芝情報システムで現職。
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　十数年に及ぶSystemCを用いた
　システム設計への取り組み

　システムLSIやソフトウェア開発も含めた組込みシステム全体

が高機能化・複雑化した結果、システムLSIの設計・検証工数は増

大の一途を辿っています。これにより、近年は開発期間の長期化、

設計コストの増大、設計品質の悪化、派生品への設計・検証効率

の低下などが大きな問題となっています。

　これらの問題に対する解決法の一つが、高位設計技術です。

抽象度の高い言語で記述すれば、RTL （Register Transfer 

Level）のみで記述した場合に比べて、設計の効率化・最適化が

可能となり、開発期間の短縮やコストの低減に繋がる、という基

本的発想から生まれたのが高位設計です。しかし現時点ではま

だ、この高位設計技術を使いこなすことは容易ではありません。

使いこなすには高度な技術力と、経験からしか学ぶことのできな

い数々のノウハウが必要です。

　当社は、2002年からSystemC言語を採用し、より抽象度の高

い動作レベルでの設計手法に取り組んできました。SystemC言

語を用いたシステム設計では、高い抽象度から必要に応じて低

い抽象度での記述が可能となり、従来の設計手法に比べて効率

よくシステム設計・検証が行えます。こうした取り組みと合わせて

2005年から導入した高位合成（HLS : High Level Synthesis）

は、最近では多くのLSI開発に適用されており、高機能化・複雑化

したLSI開発になくてはならない技術となっています。当社では、

各種ツールの採用・機能評価、検証方法の習得、高位設計技術者

の育成などを進め、仮想環境の構築、さまざまな用途向けの高位

合成やモデル作成などで、品質の確保と開発期間の短縮を両立

しています（図-1）。

　多岐に亘る高位合成とモデルベース開発の実績

　高位合成導入当時は、抽象度が高い記述（C/ C++言語、前述

のSystemC言語など）からの回路化にはまだまだ問題が多く、

すべての開発の設計／検証期間が劇的に短くなるわけではあり

ませんでした。高位合成ツールの完成度の低さゆえ、むしろツー

ルを使わずに設計したほうが早いのではないか、と思えたことも

多々ありました。

　近年では、私たちを含めたユーザの意見が機能に反映され、

ツール自体の機能も向上し、信頼性が飛躍的に上がりました。

また、これまで利用にあまり積極的でなかった海外のセットメー

カーや半導体メーカーが、高位合成を採用するようになっ

てきており、高位合成は確実にシステムLSI設計の中心的

な技術になりつつあります。

　高位合成は、主にC/C++言語、SystemC言語を用い、

ハードウェアにどのような動作をしてほしいかを記載する

ことで、設計者の意図したRTLに変換します。このため高

位合成のことを動作合成と呼ぶこともあります。当社では

さまざまな高位合成のツールを使用してきた実績があり、

多くのノウハウを保有しています。

　また、前述した“抽象度を上げた記述からの回路化”と

いう高位合成の特長を活かした、プロトタイプ開発、早い

段階での回路化、開発工程後半の仕様変更への追従など

が可能です。当社では、画像処理系、通信系の回路を中心

LSIソリューション

図-1　当社の高位設計への取り組み
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豊富な高位設計・高位合成の実績に加えて
ソフトウェア連携も強化しモデルベース・仮想環境開発を提供
当社では、システムLSIの設計生産性向上を目指すべく高位設計に早くから取り組んでおり、高位合成とモデ
ルベース・仮想環境開発など、幅広い分野で豊富な開発実績を持っています。最近ではハードウェアがない
状態でファームウェアなどの開発を先行して進めるため、モデルベース開発が大変注目されています。今後
はモデルベース開発ソリューションを提供する当社のエンベデッドシステム事業部との連携も強化しながら、
ハードウェア視点とソフトウェア視点を統合したソリューション提案を目指していきます。
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に、アルゴリズム開発から回路化の工程まで、さらに、豊富な高位

設計技術者によって大規模開発から小規模開発まで、実績を積

み上げてきました（表-1）。

　一方、設計フェーズで作成したモデルをもとにシミュレーショ

ンによる検証を行いながら開発を進めていくモデルベース開発

（LSI開発ではESL : Electronic System Levelと呼ぶことが多

い）は、ハードウェアがない状態でソフトウェアを開発するために

モデル化し、機能を先に立ち上げることができるので最近よく使

われています。LSI開発では、ファームウェア開発用、LSIのアーキ

テクチャ探索用、アルゴリズム開発用など用途に応じた抽象度の

モデル化を行います。組込みシステム分野でモデルベース開発や

プロトタイプ開発、仮想環境が最終的に目指しているのは、現物

がない状態でシステムをモデルにより構築し、ソフトウェアとハー

ドウェアの開発の効率化、デバッグ性や品質の向上などを実現す

ることです。

　特にLSI開発では、デバイスの完成まで非常に時間がかかるた

め、LSI開発の完了を待たずファームウェア開発を行いたいとい

う要望が常にあります。上位のアプリケーションソフトウェアに比

べて、ハードウェアの影響を多く受けるファームウェアでは、LSI開

発に手戻りが発生すると芋づる式に開発が遅れてしまう、という

事情への対策もあるのでしょう。このため、昨今のLSI開

発では、本来のLSI開発と並行してモデルベース開発も

行い、ファームウェアを先行開発することによって、早い

段階からこの仮想環境で、LSIとして、また組込みシステ

ム全体としての完成度をより早く高めるというアプロー

チが多く見られるようになってきました。

　実際のハードウェアと異なりさまざまな条件を意図的

に作り出せるモデルベース開発では、ハードウェアを容

易に確認したい故障状態にしたり、モーターなどハード

ウェアの一部だけをモデル化したりして、自由に検証す

ることができます。また、ファームウェアにバグがある状態で開発

を行えばハードウェアを壊しかねないという、深刻な問題からも

開放されることになります。

　当社では、LSI内部のCPU周辺回路のモデル化、画像処理系の

モデル化、USBなど汎用インタフェースのモデル化などを行った

実績があります。また、市販の汎用CPUモデルなどを用いて周辺

回路やバスを構築し、このCPUを含めた仮想環境を用いて、LSI

開発に先行してファームウェア開発を進めることができる環境も

構築しています。

　ハードウェア・ソフトウェアの技術力を活かした
　ソリューション提供を目指して

　高位設計技術を駆使することにより、モデルを利用しながら

ファームウェア開発を先行して行い、高位合成によるLSI設計・検

証も並行して行うことが可能です。この結果、各工程の頻繁な仕

様変更にも十分応えられるようになり、お客様から要求された納

期を守りつつ、より良いものを目指して機能、品質の向上を追求

できるようになりました。高位設計技術は、コストと機能、品質でお

客様のニーズを満たすことのできる技術と言えるでしょう。当社は

このような高位設計を用いた設計受託のほかに、環境構築など

の導入サポート、リアルタイムシミュレータ「M-RADSHIPS（注１）」

を用いたモデルベース開発など、幅広いソリューションを提供して

います（図-2）。

　高位設計・高位合成・モデルベース開発は、まだまだ発展途上

の設計・検証手法であり、当然課題もあります。今後も当社は、課

題となる事柄に対して常に新たな取り組みを行い、技術レベルの

引き上げを行うと共に、お客様のLSI開発、組込みシステム開発

に適したソリューションの提供を行ってまいります。

（LSIソリューション事業部　高橋功次）

図-2　モデルベース開発ソリューション

注１：リアルタイムシミュレータ「M-RADSHIPS」
　　 当社のエンベデッドシステム事業部が提供する、自社開発のリアルタイ

ムシミュレータです。MATLAB/Simulinkで開発したモデルに実際の
信号を使ってシミュレートさせることができ、さまざまな制御信号をリア
ルタイムで取り扱えます。設計確認に向けたプロトタイプ作成（Rapid 
Prototyping）やテスト用ツール（HILS）としての活用が可能です。

開発ターゲット 使用用途 作業内容 使用ツール・言語等

カメラ・画像系

HW/SW協調検証
FW先行開発

（OSブ ー ト ド ラ イ
バデバッグ）

CPU周辺モデル作成
（UART, Timerなど）
複数の抽象度
USBなどの周辺 I/F

C/C++/SystemC
モデル用ツール

アルゴリズム開発
LSI開発

画像処理用モデル
リファレンスモデル
モデル設計・検証
回路設計・検証

C/C++/SystemC
高位合成ツール
RTLシミュレータ

FPGA/LSI開発

要求仕様からの設計
画像処理回路設計
回路チューニング
C/C++/SystemC/回路の検証

C/C++/SystemC
高位合成ツール
RTLシミュレータ

通信系

性能評価 バスモデルおよび周辺モデル作成 C/C++/SystemC

LSI開発
システム性能評価モデル作成
内部処理回路（RTL）生成
複数種類のチップ

ツール専用言語
モデル専用ツール
C/C++/SystemC
高位合成ツール

LSI  IP系
HW/SW協調検証
FW先行開発
共通部品作成

性能評価
複数種類のIP

C/C++/SystemC

SW
開発

SW＆HW
総合力

仮想化
多様なモデリング技術

HILS 技術

Rapid Prototyping 技術

自動化

コード自動生成

検証技術

LSI
開発

モデルベース開発
多様なモデリング技術

高位合成

システム検討のための
検証環境構築技術

設計対象に応じた記述ノウハウ

豊富なツール活用経験

要求性能に応じた合成ノウハウ
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表-1　高位設計での主要実績



　
　お客様の声から生まれたLSIサービスを提供

　当社はお客様の要望に応じたさまざまなLSIの設計を行って

いますが、長年培ってきたシステムLSI設計、アナログLSI設計の

ノウハウと豊富な実績を活かし、設計以外のサービスにも注力し

ています。アナログ／ミックスドシグナルLSIおよびデジタルLSIの

試作品・製品を供給する「LSI試作（量産）サービス」、製造終了と

なったカスタムLSIを再生産する「ディスコンLSI再生サービス」、

FPGAを使用したRTLやボード、ソフトウェア開発を、当社のエン

ベデッドシステムソリューションとの連携を図りながらトータルに

サポートする「FPGA開発サービス」などです （図-1）。

　当社の各種LSIサービスは、これまで20年以上にわたって各

分野で培われた開発経験ならびに、開発の効率化と期間短縮を

実現する独自のノウハウが活かされています。また、豊富な設計

ツール、アナログ／ミックスドシグナルLSIおよびデジタルLSIの

技術者による幅広いサポート、国内外の大手ファウンドリとの連

携などにより、品質、開発期間、コスト面でお客様の要求を満たし

た製品提供が可能です。

　ニーズが高まるディスコンLSIの再生

　当社が提供するこれらサービスの中でも、特にお客様の反響

が大きいのが「ディスコンLSI再生サービス」です。

　 半 導 体 メ ー カ ー に よ る カ ス タ ム L S I の デ ィス コ ン

（Discontinue：製造終了）は増加の一途を辿っていますが、こ

れまで使っていた製品の製造終了がお客様に与える影響は決し

て小さなものではありません。カスタムLSIは汎用のLSIとは違

い、お客様の特別な仕様に合わせて一品一様に作られています。

同じ機能を実現する場合には、複数の汎用LSIを組み合わせた

り、電子基板やソフトウェアを変更したりする必要に迫られます。

これらの変更を行った場合にはシステム全体の再試験や信頼

性試験のやり直しなど、本来必要でない多大なコストが発生しま

す。このような時間と手間、コスト負担を避ける方法の一つに、ラ

ストバイでLSIをまとめ買いするという方法があります。多くのお

客様はディスコンが通知された場合に、このラストバイで問題に

対処されているのではないでしょうか。ラストバイはLSIの備蓄で

す。数年分の使用量を見越して、LSIをあらかじめ購入しておく、

ということです。

　このラストバイには３つの大きな問題があります。１つ目は需

要の予測が正しく立てられるか、という問題です。この予測を見

誤れば、必要な量のLSIが足りなくなる、または余るという問題が

発生します。余るならまだしも、足りない場合には製品が作れな

くなってしまいます。たった数十円、または数百円のLSIが無いた

めに、高価な製品が作れない、売れない、メンテナンスできない、

ということも起こり得るのです。

　２つ目の問題はキャッシュフローの悪化です。ラストバイは大

量のLSIを一挙に購入することになるので、数年分の在庫となれ

ば、場合によっては数百万円、数千万円のキャッシュが必要になり

ます。購入額によっては経営にインパクトを与えますし、在庫を抱

え、その保管場所の確保、保管のための温度・湿度管理にもコス

トがかかります。

LSIソリューション

当社が他社に先駆けて進めている、製造終了となったカスタムLSIを再生産する「ディスコンLSI再生サービ
ス」は、ラストバイ（Last Buy:製造終了前の最終購入）時の大量購入によるキャッシュフローの悪化や、LSIの
長期保管による品質の課題を解消しつつ、コストダウンを実現しています。LSIの現物から回路を抽出・再現す
る当社ならではの「LSI解析サービス」も含め、お客様から大きな反響が寄せられています。本稿では、そうし
た実例を挙げながら、 LSI再生サービスのメリットを紹介します。

突然のディスコンを解決し、コストダウンも実現する
「ディスコンLSI 再生サービス」の採用が増大

図-1　当社のLSIソリューション

特 集
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・システム LSI 設計

・アナログ LSI 設計

・メモリ設計

・ライブラリ設計

・モデル設計

・LSI 評価

LSI 設計受託

FPGA開発サービス

LSI プロダクト

LSI 開発サービス

・LSI 試作 ( 量産 ) サービス
・ディスコン LSI 再生サービス
・LSI 解析サービス
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　３つ目の問題はLSIの製品保証の問題です。通常、メーカーの

製品保証は1年間、それ以降は保証なしで使い続ける覚悟が必

要です。LSIは防湿梱包されているのが普通ですが、梱包を開封し

なくても物理的な経年劣化は避けられません。お客様の製品製

造後にLSIの劣化が原因で問題が起きたとしても、製品保証の期

間内に使用されていなければ、メーカーの保証は受けられませ

ん。一番容易な対処法に見えるラストバイには、大きな問題が潜

んでいるのです。

　過去に開発したLSIを新しいプロセスで作り替えることにより

再生・延命させる「ディスコンLSI再生サービス」は、こうした問題

を解決するために、当社の設計・解析力を活かして他社にはない

サービスとしてスタートしたものです。

　本サービスの特長は以下のとおりです。

◦再生するお客様のLSIの仕様に合わせて、国内外メーカー

の持つプロセスを選択

◦可能な限り同様のサイズ・形状のパッケージで再供給

◦生産数量が少なくても対応可能

◦アナログマスタも再生可能

◦設計データがすべて揃っていなくても再生可能

◦コストダウンが期待できる（ＶＡ効果）

　中でも、お客様から大変好評をいただいているのが「設計デー

タがすべて揃っていなくても再生可能」という特長です。ディスコ

ンの対象となるLSIは、大抵の場合、数年もしくは十数年前に設

計され、製造が開始されたものです。そのためお客様から、当時

の設計者は既に異動、もしくは退職している、または設計データ

が散逸して所在不明、もしくは最新のデータがどれか

わからなくなっているという相談を受けるケースが意

外にも多いのです。このような場合に当社では、LSIの

現物を解析、全回路を抽出する「LSI解析サービス」を

提供しています。当社は解析によって抽出された回路

を効率よく、徹底的に検証する“当社独自の技術”を駆

使してオリジナルの回路を再生します。

　この全回路を抽出・再現する「LSI解析サービス」は、

他社の追随を許さない当社独自のサービスです。現在

まで多くのお客様がこのサービスを利用して、ディスコ

ンとなるLSIを再生しています。

　事例が示す少ロット対応やコストダウン
　

　実際に本サービスを利用したお客様に、利用の決め

手になった特長を伺ったところ、「設計データがすべて

揃っていなくても再生可能」、「生産数量が少なくても

対応可能」、「コストダウンが期待できる」の３つを挙

げられました。設計データがすべて揃っていなくても再生できる

メリットは、先述のとおりです。生産数量に関して実例を挙げてみ

ると、既にディスコンとなったLSIを保守部品として2,700個一括

製造されたお客様、もっと極端な例では、2種類のLSIを各々300

個製造されたお客様もいます。LSIの開発要件には大量生産が

必須、という先入観はもはや過去のものだと言えるでしょう。次に

「コストダウンが期待できる」という特長ですが、ラストバイ時の

コスト負担に悩んでいたお客様が、一番の決め手になった特長

です。

　「ディスコンLSI再生サービス」は、ディスコンになるLSIを別の

プロセスで作り直すサービスです。新しいプロセスへ回路を移行

するための設計費用をはじめ、LSIを製造するためにはマスクな

どの開発費が新たに掛かります。ただしマスク代やロット単価な

どは、ディスコンになるLSIを開発した当初に比べると、価格が下

落していることがほとんどです。特にロット単価はLSIの単価に直

接影響を与えますので、現在のプロセスとほぼ同世代のプロセス

で再開発をするならば、新旧のLSI単価の“差額”で開発費を短期

間に償却することが可能です（図-2）。ラストバイで大量購入する

よりも、本サービスの利用によってトータルコストで安く、かつ品

質面でのリスクを回避することができます。

　当社の「ディスコンLSI再生サービス」は、他社にはない数々の

特長を持っています。今後も、サービスの拡充を図りながら、お客

様のさまざまなニーズにきめ細かく対応し、ご活用いただけるよ

う注力してまいります。

　（LSIソリューション事業部　小田長 猛）

突然のディスコンを解決し、コストダウンも実現する
「ディスコンLSI 再生サービス」の採用が増大
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プロセス　　0.8μm GA
ゲート数　　15K ゲート
パッケージ　QFP-64PIN

プロセス　　0.5μm GA　
パッケージ　QFP-64PIN

開発費（信頼性試験込み、LSI 解析なし）

8,000,000 円

現在の購入単価 170 円
再生後の購入単価 130 円

差額 40 円

購入数量　 10k 個／月 ＝ 120k 個／年　
ＶＡ効果　 40 円＊120k 個
　　　　　　　＝　4,800,000 円／年

単価 VA 効果

※ 開発費、購入単価・数量などは参考例であり、実際のものではありません。

20 ヶ月で開発費は償却

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目

図-2　本サービスのコスト削減例



省エネルギー化が叫ばれる昨今、効率的な電源供給は最も重要な手法の一つとなっています。また、携帯機
器の普及で小型化や低電源電圧化が進むにつれ、負荷急変時の応答性能が高い電源ICが求められるように
なってきています。当社は、高効率・小型・高速応答のニーズに最適な降圧型スイッチングレギュレータICの研
究を進め、このほど24MHzで動作する試作IC開発を実現しました。日増しに高まる電源ICへのソリューショ
ンを拡大し、省電力化社会への貢献を目指します。

24MHzにも対応
高周波化ニーズに応える電源ICソリューション

LSIソリューション特 集

　
　なぜスイッチング周波数を上げるのか

　スイッチングレギュレータは高効率な電源システムを実現する

ための重要な回路です。シリーズレギュレータと比較すると、無駄

な電力をほとんど消費せずに高効率な電圧変換が実現できます。

このスイッチングレギュレータにおいて、システムの性能を最大

限に引き出すためには、入出力電圧・出力電流能力・電圧変換効

率・雑音特性・負荷応答性能に加え、電源システムの実装面積な

ど、システム要件から決定すべき項目が多数あります。これらの

項目に対してスイッチングレギュレータのスイッチング周波数は、

選定すべきもっとも重要な要素の一つです。それでは、スイッチ

ング周波数を上げるメリットは何でしょうか。スイッチングレギュ

レータは、入力エネルギーをパルス状に時分割し、そのパルス幅

を制御し、出力をインダクタとキャパシタからなるローパスフィル

タにより平滑化することで電圧変換を行います。そのため、周波

数を上げると外部フィルタのカットオフ周波数が高くて済み、部

品の小型化を進めることができます。さらに、インダクタンス（誘

導係数）を小さくすれば、単位時間あたりの電流変化率が大きく

なり、負荷変動に対する応答性能が改善します。一方で、周波数を

高めると単位時間当たりのスイッチ駆動回数が増加するため、電

圧変換効率は低下するというデメリットがあります。小型化・高速

の応答性能の獲得と変換効率低下のトレードオフや、アプリケー

ションの嫌う雑音帯域などを考慮し、目的の用途に最適なスイッ

チング周波数を決定する必要があります（表-1）。

　昨今、スマートフォンなどの携帯機器が普及するのに伴い、ス

イッチングレギュレータの小型化要求が高まっています。さらに、

コアとなるLSIの低電圧化が進むにつれ、負荷変動に対する応答

性能要求も高くなってきています。このような市場の要求はスイッ

チングレギュレータの登場から常に存在し、50kHz、100kHz、

200kHz、500kHz、1MHz……と、スイッチング周波数の向上が

ひとつのトレンドとなっています。将来的にはインダクタレス化や

ウェアラブル機器などのために、さらなる小型化要求が進むこと

も考えられます。

　これまでの“壁”を打破する非線形制御

　小型化ニーズに伴うスイッチングレギュレータの高周波化トレ

ンドを見越して、当社でもスイッチング周波数向上に関する研究

開発を進めてきました。一方で、スイッチングレギュレータの周波

数の向上には制御方式による限界もありました。従来、主に用い

られていた電圧モード制御方式や電流モード制御方式といった

線形制御方式では、スイッチング周波数は4MHz程度が実用上の

限界とされてきました。その主な要因として、誤差増幅器を利用し

た出力電圧監視が挙げられます。線形制御方式では、誤差増幅器

を利用して出力電圧が目標の電圧に対しどれだけ高いか低いか

という情報を直線的に制御してきました。この手法によって制御

ループを構成すると、誤差増幅器の周波数帯域幅がネックとなり、

内部回路の消費電力と向上可能な周波数のトレードオフという観

点から、スイッチング周波数をあまり高めることができないとされ

てきました。

　これに対し、線形制御の限界を打破する制御方式として注目さ

れているのが非線形制御と呼ばれる制御方式です。この方式では

誤差増幅器ではなく、コンパレータ（比較器）で単純に出力電圧が

目標電圧と比べ高いか低いかのみを判定するため、従来と比べて

少ない消費電流で高速な判定が可能になります。これにより、ス

イッチング周波数を容易に高めることができ、さらに高い負荷応

答特性が得られるという利点を得ることができます。この方式は、

 スイッチング周波数  低い  高い

 変換効率  高い  低い

ＬＣフィルタサイズ  大きい  小さい

 負荷応答性能  悪い  良い

 用途  サーバ等  モバイル等

 主な利用分野  大電力・高効率  小電力・低電圧

表-1　スイッチング周波数と各種トレンド
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ヒステリシス（Hysteresis）制御やバンバン（Bang-Bang）制御

とも呼ばれる比較的歴史の長い制御方式ですが、スイッチングレ

ギュレータへの適用はあまり一般的ではありませんでした。

　実績と技術力を活かし、24MHzの開発に成功

　これまで当社では、お客様のニーズに合わせ、おおよそ

100kHz〜3MHz程度のスイッチングレギュレータを受託設計・

開発してきました。一方で、非線形制御を用いたスイッチングレ

ギュレータおよび4MHzを超えるスイッチングレギュレータの開

発実績がありませんでした。そこで、昨今の小型化要求に応える

ため、非線形制御のスイッチングレギュレータ技術の獲得を目

指した研究開発を開始し、試作ICの目標スイッチング周波数を

24MHzとしました。これは当時の市販品で最も高い周波数を実

現していた他社製品の4倍の値でした。その他の指標としては、

モバイル用途を考慮し、入力電圧は2.3〜5.5V程度を想定、出力

電圧は1.2V〜1.8Vとし、出力電流は最大350mAとしました。

　24MHz一周期に許される時間は41.7nsecと短く、内部回路

設計に苦労しましたが、当社で長年培ってきたアナログ回路設計

技術を駆使し、高速かつ低消費電力動作可能なコンパレータの

開発などを経て、試作機による実験で24MHzでのスイッチング

動作を確認することができました。

　図-1に試作機の負荷応答波形を掲載しました。4.2Vの入力電

圧を受け、1.8Vの出力を行っているときに、負荷電流が150mA

から300mAに急変動した場合の応答波形です。負荷電流の急

変動により、出力電圧が平常値である1.8Vより低下します。する

とスイッチングレギュレータICはその電圧低下を認識し、出力電

圧の低下を打ち消すよう、エネルギー供給量を増やします。今回

の試作機では、出力低下検知が高速であること、周波数向上によ

りインダクタンスを小さくできたことなどから、500nsec以内に

低下した電圧を回復方向に導くことができました。この応答速度

は、省電力化のために頻繁にON/OFFを繰り返す機器が存在す

るようなシステムで特に重要となります。また、平常時の出力電圧

が低下すればするほど、負荷急変時の電圧ドロップ量の影響も大

きくなります。スイッチング周波数の高周波数化は、このような使

用条件において大きな恩恵を与えます。　

　本試作機では推奨出力インダクタンスを220nH, 出力キャ

パシタンスを2.2uFとしました。6MHzでの推奨値は470nH, 

4.7uF程度が一般的ですから、各部品定数を半分にできたこと

になります。この部品定数と実基板面積との関係はメーカによっ

てさまざまですが、部品定数の縮小は基本的に実装面積の縮小

に繋がります。例えば、積層インダクタの面積を2.0×1.2mm²

サイズから1.6×0.8mm²サイズに縮小できれば、インダクタの

実装面積は50%近く小さくなります。図-2にその概念図を示しま

した。面積の絶対値として見れば非常に小さな値ですが、このよ

うな積み重ねによって、携帯機器の小型化、薄型化は進んできま

した。

図-1　試作機負荷急変時応答波形

VOUT(Filtered) : 50mV/div.

VSW : 2V/div.

IOUT : 100mA/div. 
150mA 310mA 100nsec/div.

440nsec

30mV drop

VIN=4.2V 
VOUT=1.8V 
LSW=220nH 
COUT=2.2uF

100kHz 100MHz1MHz 10MHz

試作IC 
(24MHz, 0.35A)

1A

10A

0.1A

高効率 
大電流用途

高速応答 
省面積用途

Server  
(3MHz 1.5A)

従来の主な開発領域

Server 
(750KHz, 3A)

非線形制御の活用
線形制御の活用

Motor Control  
(700KHz 1.5A) 領域拡大

Automotive 
(100KHz, 3A)

　当社では今回のようなスイッチングレギュレータはもとより、

低雑音シリーズレギュレータ、パワースイッチICなど、電源制御

に関わる幅広い開発を行ってきました。降圧型スイッチングレ

ギュレータとしては図-3に示すように、今回の開発で得ることが

できたノウハウを4〜8MHz帯の製品開発にフィードバックし、

お客様の要望に応えていきます。また、今後はさらなる小型化を

見据えた研究開発を推進することで、一歩先を行く技術の獲得

を目指します。

　 （LSIソリューション事業部　津田 和則）
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図-3　降圧型スイッチングレギュレータIC開発領域

図-2　部品の小型化イメージ



　
　柔軟なハードウェアを実現するFPGA 

　組込みシステムの複雑化・多機能化が進んでおり、開発者側に

も動作の高速化と設計の効率化が強く求められています。こうし

た状況の中、大規模化、高コスト化、商品寿命の短期化が進む電

子機器の開発には、電子回路を自由にプログラミングできるとい

う特長を持つFPGAが活躍しています。システムLSIやASIC（特定

用途向けIC）の開発費が高騰していることもあり、産業機器や医

療機器など、最終製品としてFPGAを組み込んだ製品が世の中に

増えてきています。

　システムのソフトウェア処理において、FPGA を用いてハード

ウェア化すれば、動作速度の向上が期待できます。しかし、その場

合はハードウェア技術者を投入し、HDL（Hardware Description 

Language） で記述し直して再設計をすることになるため、それに

対して数カ月に及ぶ時間を費やすことになってしまいます。そこで

クローズアップされるのが、高位設計・合成技術です。

　FPGA向けの高位合成では、多くのEDAベンダがツールを提供

しています。しかし、FPGAに構

築するシステムを検討し、その

コンポーネントを統合してい

くインテグレーションの工程で

は、RTL記述とC言語で記述し

たアルゴリズムを組み合わせる

作業や、FPGAに搭載するマイ

コン、高速シリアルインタフェー

ス、プログラマブルロジックを

協調的に機能させる設計、シス

テム全体を検証する作業など

が、高位合成を使用したときの

手間や時間を増やす大きな要

因になります。さらに、構築した

システムをFPGA上に実装す

る、いわゆるインプリメンテーションの工程では、合成されたネット

リスト（部品端子間の接続情報）を配置・配線し複雑なシステムの

タイミング制約を満たすために、クリティカルパスの最適化がタイ

ミングクロージャ（タイミング制約を満たすため、論理合成，配置

配線などを行うこと）を達成する鍵となっていました。そこで最近、

FPGAベンダであるザイリンクス社から、FPGAのロジック設計ツー

ルに高位合成のエンジンを搭載し、これらのボトルネックを解消す

る機能を盛り込んだ「Vivado」がリリースされました。このように、

FPGAベンダが開発環境に高位合成を導入したことで、さらにソフ

トウェア処理をFPGA化する手法が推進されると考えられます。

　当社では、FPGA関連の開発技術に早くから取り組み、 FPGA

ベンダ各社のデバイスを用いた設計・検証サービスを提供してき

ました。

　FPGAを用いたプロトタイプソリューション

　FPGA採用の主なメリットとして、（1） 開発期間の短縮、（2） 開

発コストの削減、（3） 品質向上、が挙げられます。

組込み機器市場の裾野が拡大し、高度化と複雑化が進む中、FPGA（Field Programmable Gate Array）
の活躍分野は拡大の一途を辿っています。当社では、FPGAを使用したRTL開発、ボード開発、ソフトウェア開
発はもとより、プロトタイピングモデルによる短期開発、さらには他社のFPGAボードを使ったエンジニアリ
ングサービスも展開しています。当社のエンベデッドシステムソリューションとの連携も図りながら、高品質
と短期開発を実現するワンストップ・ソリューションを提供していきます。

FPGAを有効活用した設計手法の導入により
組込み製品の早期市場投入を促進

LSIソリューション特 集

シリアルな
システム開発

FPGAプロトタイプを
用いた早期市場投入の
システム開発

開発スタート 製品出荷

デザイン
RTL 設計 RTL 検証

ボード設計

ソフトウェア設計 ソフトウェア検証

ボード製作 組込みと
デバッグ

製造

システム統合検証と
デバッグ

開発スタート 製品出荷

デザイン
RTL 設計 RTL 検証

ボード設計

ソフトウェア設計 ソフトウェア検証

ボード製作
組込みと
 デバッグ
（ASIC）

組込みと
デバッグ

（FPGA）

製造

（2）システム統合検証と
デバッグ（1）
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図-1　従来のシステム開発とプロトタイプを用いた開発



　ASICの開発では、論理回路設計がフィックスしたあとテープア

ウトを経てサンプルをようやく入手できるため、ソフトウェアとの

連動テストの開始は相当遅くなってしまいます。FPGAによるプロ

トタイプを用いた開発の最大の利点は、LSIが完成する前にソフ

トウェアの開発ができることで、連動テストやシステムテストを

早い段階から進めることができ、総開発期間の短縮を実現し、製

品の市場投入をスピードアップすることが可能という点です。ま

た、最近ではC言語で開発されたアルゴリズムを、高位合成により

ハードウェアに落とすことが可能になってきたことから、プロトタ

イプの早期提供や、発覚したアルゴリズムの問題に対する手戻り

に柔軟に対応でき、開発コストの削減にも繋がります（図-1）。

　RTL設計では機能の確かさを検証するために、論理シミュレー

ションで仕様通りに動作するかを確認します。想定外の不具合を

検証するにはランダムテストを実施しますが、速度の遅い論理シ

ミュレーションでは時間が掛かり、十分な検証ができないことが

あります。このような場合には、FPGAを使ったプロトタイプを導

入することによってさまざまな検証を行うことが可能となり、テー

プアウト前に品質の向上が見込めます。

　当社では、さまざまなプロトタイピングモデルの提供が可能で

す。カスタム基盤の開発からFPGAへのインプリメント作業、お客

様のニーズに合わせた他社製評価ボードの改造やカスタム基板

の開発まで、幅広く対応しています。

　お客様の課題とニーズに応じたサービス提供を

　FPGAは、ASICやASSP（特定用途向け標準IC）と同等の機能

を柔軟かつ迅速に実現できます。このため、機器開発に応用する

ことで、試作機で機能を検証しながら回路を修正できるようにな

り、設計とデバッグ（検証）を効率よく、スムーズに進められます。

当社は、ザイリンクス社の「Zynq」（ジンク）ボードや、シノプシス

社の「HAPS」（FPGAベース・プロトタイピング・ソリューション）と

いった業界でも高性能で好評なFPGAプラットフォームを用いた

エンジニアリングサービスを行っています（図-2）。

　表-1に当社実績の一部を紹介します。

　お客様のプロトタイピングへの要望は多岐に渡ります。代表的

な要望としては、完成品と同等のスピードで性能評価をしたい、

大規模なASICがターゲットでプロトタイピングでも1チップで評

価をしたい、などです。

　性能評価におけるFPGAの内部周波数には限界がありますが、

高速なメモリのインタフェースや通信部などでは、各社の評価

ボードに得意・不得意があります。当社で最適な評価ボードを選

定し、必要に応じカスタム品の提案も行います。

　特に大規模なSoC（System-on-a-Chip）デザインの場合、複

数のFPGAに分割しなければプロトタイピングシステムに収まら

ないことがあります。複数のFPGAに分割した場合、FPGA間に多

くの信号を接続する作業が発生します。このような問題を解決す

る手段として、シノプシス社のHAPSが有効です。多くの信号を１

つにまとめて、FPGA間を高速に転送するピン多重化の処理を、

HAPSに対応したソフトウェアを用いて実現します。

　このように、当社独自の開発以外に、こうしたFPGAプラット

フォームを用いたソリューションの提供により、お客様の要望に

応じた対応が可能です。今後も、高品質と短期開発を両立し、お

客様のさらなる要望に応えていくため、FPGAベンダとの連携は

もちろん、評価ボードの開発を行っている当社のエンベデッドシ

ステムソリューションとも連携して、ワンストップ・ソリューション

を提供していきます。

（LSIソリューション事業部　松永 博行、宮澤 伸二）

図-2　HAPSシステムのプロトタイピングソリューション

表-1　FPGAプラットフォームを用いた開発実績例

アプリケーション  目的 FPGAデバイス  プラットフォーム

オーディオ
ドライバー開発
RTL複合検証

Xilinx Kintex-7
Xilinx評価ボード＋
カスタムボード

通信システム
ドライバー開発
RTL検証

Xilinx Spartan-6
ZYNQ-7

オリジナルボード

通信システム ASIC評価ボード Xilinx Virtex-5 HAPS＋カスタムボード

DTV 性能評価 Altera Stratix 2
他社性評価ボード＋
カスタムボード

NANDフラッシュ
システム

性能評価
Microsemi
Fusion

Microsemi評価ボード＋
カスタムボード
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　電子機器の高性能化を支えるARMコア

　ARMプロセッサは、低消費電力と高性能という相反する特長

を両立させた組込みプロセッサIPです。ARM社は、マイクロプ

ロセッサ技術では世界屈指のサプライヤーで、モバイル、車載機

器、デジタル家電、各種サーバや制御機器などの分野で幅広く

採用されており、特にスマートフォンをはじめとする省電力と高

性能の両立が必須なモバイル分野では圧倒的なシェアを誇りま

す。多くの有力企業がARM社からARMコアのライセンス供与

を受けており、こうした企業のARMコアの採用が、今日の携帯

機器をはじめとした各種組込み機器の高性能化を支えていると

言っても過言ではありません。

　当社独自のSDL契約とデザインサービス

　当社は、ARMプロセッサの組込みサービス強化を目指して、

2008年にARM社とライセンス契約を締結しましたが、さらに

2014年に契約内容を更新・拡充し、システム開発ライ

センスの包括契約「SDL」（System Development 

License）を結びました。当社は多くの分野・機器で採用

されているARMベースのLSI設計技術を、このSDL契約

を通してお客様に広く提供していく計画です。

　IPの技術面だけでなく権利面でも複雑となるARMプロ

セッサベースのシステム開発では、ARM社IP群の開発ライ

センスをあらかじめ準備しておくことで、開発初期のアー

キテクチャ検討から設計開始までの期間を、大幅に短縮で

きます。一般的にはLSIベンダ決定後に開発着手しなけれ

ばならないため、この事前準備が十分に行えないという不

便がありましたが、当社のSDL契約を活用いただくことで、

LSIベンダの選択とアーキテクチャ検討を完全に分離して

進めることができます。

　SDL契約は、さまざまなIPを内蔵する各種組込み機器

向け開発のデザインソリューションを提供するために、必要不可欠

なIP設計ライセンス群を包含しています。車載、モバイル、デジタル

家電、FA、ヘルスケアなど、あらゆる組込み機器でARMアーキテク

チャを検討中のお客様にとって、最適な設計ソリューションを実現

するためのフレームワークと言えるでしょう。

　新たにARMアーキテクチャの採用を検討しているお客様や、

その後のARMプロセッサの選定を検討中のお客様には、このフ

レームワークによって設計開発初期の課題を解決します。当社の

組込み技術を応用し、プロセッサのグレードや動作周波数、キャッ

シュサイズやメモリのバンド幅などを総合的にチューニングする

ことができ、迅速な技術的問題の解決が可能です（図-1）。

　具体的には、下記ARMプロセッサの設計環境を提供可能です。

これ以外のARMプロセッサについても個別に対応が可能です。

・提供可能なDSM（Design Simulation Model）

　Cortex-A9 Cortex-A7

　Cortex-A5 Cortex-R4

　Cortex-M4 Cortex-M3

　Cortex-M0+ Cortex-M0

LSI開発の各種ソリューションを提供する当社ですが、このたび組込みプロセッサ知的所有権（IP）のリーディ
ングカンパニーであるARM社と、包括的なシステム開発ライセンス「SDL」のラインナップを見直しました。
マイクロプロセッサ技術のトップサプライヤーであるARM社との契約の強化・拡充により、お客様の要望に
合ったARMプロセッサやファブリックIP（AMBAバスの周辺IP）を内蔵するシステム開発を、今まで以上にタ
イムリーかつ高品質に行っていきます。

高性能コアを提供するARM社との連携により
当社の技術力をさらに活かしたソリューション提供を

LSIソリューション特 集
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お客様

半導体
Fab※

ARM社

当社

設計データ、
製品費用 設計費用

LSI, SoC 供給
SDL 契約

設計データ

IP 販売

Core, IP モデル供給

ライセンス料、ロイヤリティ料

Core, IP ライセンス供給

※Fab により使用できる IP が異なる

図-1　SDL契約の概要　　



　また、以下のAMBAベースIPとデザインフレームワークも整えて

います。他のARM社提供のIPについても個別に対応が可能です。

　・AMBA Designer 

　・AMBA Design Kit（ADK）

　・AXI Dynamic Memory Controllers

　・Micro DMA Controller

　・AXI Network Interconnect

　プロセッサの特長をフル活用して
　お客様を支援　

　ARMベースのシステムは、バスアーキテクチャやメモリのバン

ド幅、キャッシュ構成などのシステム要求を満たすため、DSMや

ファブリックIP群を密に結合させた設計と検証が必須です。

　例えば、最近の高性能な業務用多機能プリンタを考えてみま

す。業務用多機能プリンタの最も重要となるシステム要求は、大容

量の画像を高速に処理して、高速通信を並列に遅滞なく動作させ

ることです。すべてのシステムの構成要素を並列化すると、消費電

力が大幅に増大してしまうというデメリットが生じます。このシス

テム要求を高い次元で満たすためには、キャッシュサイズやバス

構造の最適構成をアーキテクチャレベルで探求する必要がありま

す。画像処理機能が占有するメインメモリのバンド幅を考慮しつ

つ、高速通信インタフェースへのリアルタイム性能を確保する、な

どがこれに該当します。

　このようなときにARMプロセッサの低消費電力と高性能の双

方の特長を最大限に活かせるデザインおよび、バス構造とメモリ

アーキテクチャを、システム性能検証フレームワークにより、設計

初期の段階で提供できます。当社はSDL契約内容の強化・拡充に

よって、今まで以上にARM社との連携を深め、お客様のLSI開発

を強力にバックアップしてまいります。

（LSIソリューション事業部　中村　友俊）
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　ARMは、半導体IP（知的所有権）をライセンスしている、英
国に本社を置く会社です。マイクロプロセッサやグラフィックプロ
セッサの論理設計情報や最先端半導体の物理層設計情報お
よび、これらを使用した製品の開発ツールなどが商品です。
　世界中のほとんどの半導体企業がARMのIPをライセンスさ
れており、現在ではそれだけでなく、デジタル製品を提供する機
器メーカや、貴社のようなLSI設計に特化した企業にもライセン
スを取得いただく例が広がっています。
　今日、ARMの技術は世界中のスマートフォンとタブレットの
95%以上に採用され、最近ではIoT関連機器での採用が加
速しています。さらに、省電力ニーズの高まりに伴い、サーバで
の採用が進んでいます。2013年には、100億個のARM搭載
半導体チップがパートナー企業から市場へ出荷されており、
ARMを搭載した製品は、家庭や職場などあらゆる場面で活躍
しています。

　これらは、ARMの最先端かつ省エネ技術を多くのパートナー
企業に認めていただき、そうした企業との協力により構築される
ARMのエコシステムによりもたらされた結果です。
　ARMには、搭載製品の設計から製造までを支える「ARM 
Connected Community」があります。これは世界の1,000社
以上が加盟している業界最大級のパートナーネットワークです。

　このたび、この「ARM Connected Community」のメンバ
であり、私たちの重要なパートナー企業の一つである貴社に、
SDLの契約を更新していただき、引き続きARMのIPをベースに
した設計にご尽力いただけることになったのは、大変嬉しく、ま
た心強いことと思っております。
　日本は、「世界のR&D（Research＆Development）」であ
ると考えております。つまり、設計開発の拠点であり、新しい技
術や製品が誕生する場所です。今後多くの企業が、貴社の
設計サポートによって、より一層の発展を遂げられることを願っ
ております。

アーム株式会社（英ARM社日本法人）
代表取締役社長　内海 弦

SDL契約に寄せて



  

当社では、「SharePlex for Oracle」を使ったリアルタイム・データレプリケーションソリュー
ションを提供しています。このソリューションは、BCP（事業継続計画）や BI（ビジネスイン
テリジェンス）など、幅広い用途で、お客様のビジネス発展に寄与することが可能です。今
後は現在のソリューションの範囲にとどまらず、ハードウェア構築からアプリケーション構築、
運用支援まで、一貫したソリューションとして数多くのお客様に提供できるよう拡充に努めて
まいります。本稿では、代表的な事例を交え、当社の取り組みを紹介します。

SharePlex for Oracleを用いた
リアルタイム・データ・レプリケーションソリューション

リアルタイム・データ・
レプリケーションを提供

　「SharePlex for Oracle（以
下、SharePlex）」はOracle内の
データをレプリケーション（複製・
同期）するパッケージソフトウェア
です。
　簡単にSharePlexによるレプ
リケーションの仕組みを図-1に
示します。
　複製元と複製先にSharePlexを導入
したのち、複製元に設定ファイルを配置、
有効化します。有効化した直後から複製
元のRedoログの常時監視が始まりま
す。Redoログよりデータの変更を検知す
ると、SharePlexが必要最低限の情報の
み抽出してメッセージという単位にパッ
ケージングし、複製先へ転送を行います。
複製元からメッセージが到達すると、複
製先ではデータベースに発行するSQLに
メッセージを展開し、データベースへ反
映します。
　この、複製元・複製先への負荷、ネット
ワークへの負担を最小限に抑えた複製
を行う方式が、データ複製のリアルタイム
性、信頼性を高めています。
　SharePlexは多くのプラットフォームや
OS、Oracleのバージョンやエディション
に対応しており、適用範囲が広いという特
長を持っています。複製元に合わせる必要

がないため複製先のOracleをStandard 
Editionに据え置くことで、Oracleのライ
センス費用を抑えることが可能です。
　 さ ら に 、標 準 と し て 持 つ 比 較

（compare）／修復（repair）機能は、確
実なデータの整合性を確保するのに大き
な効果を発揮します。
　当社では、それらSharePlexの優位性
を活かしたOracleのリアルタイム・デー
タ・レプリケーションソリューションを提供
しています。ここで、SharePlexの代表的
な用途を3つ紹介します。

（1）BCPとしての用途
　SharePlexは、複製元で更新された
データを複製先にリアルタイムかつ確実
にレプリケーションします。仮に複製元で
ハードウェアが故障しても、その直前まで
のデータは複製先にあるため、データを
使用する上位システムの接続先を複製先
のデータベースに切り替えるだけで、業務

を継続することができます。さらに複製先
を遠隔地にすることにより、可用性の高い
環境を構築することができます。

（2）BIとしての用途
　大量のデータの更新、参照を頻繁に
行うシステムにも効果を発揮します。例
えば、データが頻繁に更新されるデータ
ベースを複製元として、参照を行うデータ
ベースを複製先としてデータや機能を分
離することにより、リアルタイム性、データ
の整合性を維持しつつ、ハードウェアや
データベースへの負荷を分散することが
できます。

（3）データ移行としての用途
　 O r a c l e 社 が 提 供するE x p o r t /
Importツール、DataPump、RMAN

（RecoveryManager）などを使って
データを移行する場合、データの静止点
を確保するために移行元のサービスを停
止させる必要がありますが、ビジネス上、

ソリューション紹介
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ポスト読み込み
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エクスポート
キュー

ポスト
キュー

SQL

Redoログ

キャプチャ
キュー複製元 複製先

クラウド複製先

図-1　SharePlex for Oracleのアーキテクチャ



  

サービス停止ができないケースは少な
くありません。SharePlexではデータ調整

（reconcile）機能があり、データ移行中
に発生したデータを一時的に保持し、その
分のデータだけを複製先のデータベース
に反映することができます。これにより、移
行元のシステムの停止時間を最小限に抑
えてデータ移行を実現できます。

コールセンターにBI支援用途で導入

　ここで「BIとしての用途にSharePlexを
活用した例」を紹介します。
　このお客様は遠隔の2拠点にコールセン
ターを持ち、システムで双方のコールセン
ターが持つ情報や履歴を相互に更新、参照
を行っていましたが、拠点間のネットワーク
や双方のハードウェアに負担がかかり、シ
ステムのレスポンスの改善が課題となって
いました。
　ハードウェアのリプレースに際し、レスポ
ンスタイムの向上を図るため、SharePlex
を導入することになりました（図-2）。
　当社では設計に入る前に、お客様のシ
ステム部門の方々へ「ワークショップ」を行
いました。「ワークショップ」とは図-3のよう
に、SharePlexの機能、および導入・運用
方法を説明し、お客様の環境に合わせてど
のように導入するかを一緒に話し合うミー
ティングのことを指します。このミーティン
グは、新しい仕組みに対する抵抗感や不安
の解消に役立ちました。

　設計段階では、現状のお客様の業務内
容から、SharePlexのレプリケーションで
必要となるディスク容量、ネットワーク使用
量、レスポンスタイムを算出すると同時に、
導入・設定作業の所要時間を算定し、作業
スケジュールを作成しました。
　スケジュールの決定にあたっては、業
務のピーク時間、夜間のバッチ処理、月末
月初処理など、お客様特有の業務を考慮
する必要があり、システムに関係するス
テークホルダー全員の理解と合意が重要
です。
　そこで、システム部門の方々がステーク
ホルダーと調整しやすいよう、作業やデー
タのプロセス、日程計画を直感的に理解
できるよう資料を整え、調整ポイントをディ
スカッションの中で明確にしていきました。
並行して、本番への導入を行う前に検証環
境を用意いただき、SharePlexの導入、設
定、データの同期確認を実施し、最終的に
はシステム全体を含めたタイムチャートを
整えました。
　検証環境では、お客様の環境でしか分か
らない問題や課題がありましたが、ハード
ウェアベンダ、メーカと連携し解決していき
ました。その甲斐もあり、新しいハードウェ
ア上で動作するシステムへの切り替えは
順調に行うことができました。システムの
レスポンスを向上でき、運用としても問題
なく維持されており、お客様が過去に導入
した中で、性能面と安定性で最も高い評価
をいただくことができました。

一貫したソリューションと
より質の高いサービス目指して　

　データは日々増え続けることで蓄積され
ていきますが、そのデータを有効にかつ価
値のある情報にすることは、現代のビジネ
スにとって必要不可欠となっています。また
スマートフォンやタブレットなど情報端末
が進化していくにつれ、データのリアルタイ
ム性はより重要な要件と言えます。それら
の要件をクリアする手段としてSharePlex
は大きな効果を発揮します。また、当社が
長年積み重ねてきたシステム構築、運用の
ノウハウと組み合わせた本ソリューション
は、当社ならではの強みでもあります。
　今回紹介したソリューションは、Oracle
のデータ・レプリケーションに特化したも
のですが、当社は他にも流通小売業向け
会計ソリューション、中堅企業向け ERP 
パッケージシステム、バックアップソリュー
ションなど、幅広い業種・業務向けのソ
リューションやサービスを展開しています。
　システム構築・開発・運用管理や、OS・
ネットワーク・ハードウェア・ソフトウェアな
ど、システムインテグレーション分野での
豊富な導入・運用実績とノウハウを駆使し
た、一貫したソリューションを多くのお客様
へ提供したいと考えています。それと同時
に当社のソリューションの提供により、お
客様の利益に貢献できるように努めてい
きます。

（SIソリューション事業部　森泉　聡）

図-2　BI支援用途に提供したSharePlexの例 図-3　ワークショップの内容
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当社は、企業の調達・購買分野において、発注者向けに取引先との価格交渉業務を支援し、調
達コストを最適化するリバースオークションサービス「dynaCloud Auction」の提供を開始
しました。クラウド版の提供により、月額利用料のみで取引先の選定やコスト削減などに活用
できるサービスをご利用いただけます。加えて、コンサルティング会社と連携し、間接材調達の
改革を支援する「購買改革ソリューション」を提供する運びとなりました。

クラウドに対応したリバースオークションサービスで
調達業務を効率化し調達コストの大幅削減を実現

　
リバースオークションの
活用メリット

　当社が開発・提供する「dynaCloud 
Auction」は、インターネットを使ってリ
バースオークションを開催するサービ
スです。通常のオークションでは、売り手

（サプライヤー）側が開催し、買い手（バ
イヤー）側が入札して販売額を競り上
げますが、リバースオークションは、バイ
ヤー側が開催し、サプライヤー側が入札
して購入額を競り下げます。
　リバースオークションサービスの主な
メリットとしては次の3つが挙げられます。

（1） コスト削減
　設定した時間内で、サプライヤーは現
在の最低入札価格を確認しながら競り
下げ合い、短時間で適正な市場価格が
導き出せます。その結果、物品の調達コ
ストの削減および、購買プロセスの効率
化による業務コストの削減につながりま
す。価格交渉の手法として、リバースオー
クションのほかに、電子入札および、相
見積にも対応しています（図-1）。

（2） サプライヤー選定の公平性・透明性
　　確保
　同じ条件、時間内で入札を行うため、
サプライヤー間での公平性を保つことが
できるほか、入札の履歴はすべて記録さ
れているため、サプライヤー選定の透明
性を確保できます。

（3） 調達業務の見える化
　案件単位に、いつ、どのサプライヤー
が、いくらで入札したのか、価格交渉経
過を保全し、履歴管理ができます。また、
実績データを取り出すことができるな
ど、調達業務の見える化を支援します。
　dynaCloud Auctionは、このリバー
スオークションのシステムとして、当社
製品の電子調達システム「Dynamic 
TradeCenterSystem」から機能分化
したパッケージで、これまでオンプレミス
版により提供してきました。

多大な効果と実績を上げている
システムをクラウド化

　リバースオークションシステムは、主に

大手企業のお客様に導入いただいて大
きな効果を上げてきました（表-1）。

　このほど、「dynaCloud Auction」と
してクラウド版の提供を開始したことに
より、初期投資を抑え、月額利用料のみ
でシステムを利用可能となり、大手以外
のお客様にも導入いただきやすくなり
ました。
　dynaCloud Auctionでは、企業間で
リバースオークションを開催するための
業務の流れを整理し、サービスとして提
供しています（図-2）。また、ブラウザのみ
の使いやすい操作環境を提供し、多言語

（日本語・英語・中国語）にも対応してい
ます。

（1） 一次見積り・見積検討・案件検討
　  （オフライン）
　案件に対して業者から一次見積りを取

ソリューション紹介

図-1　入札と相見積とリバースオークション
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 対象品目  コスト削減率（％）

 店舗改修  23.5

 建設、各種工事  10.3

 店舗用品、什器  15.9

 作業用衣料品  10.4

 トナー  17.4

 コピー用紙  14.0

 一般市販紙  23.9

 ソールマット  14.2

 安全保護具  10.4

 封筒  27.2

 印刷物  40.0

 紙袋  60.0

表-1　リバースオークションシステム導入効果



得、見積り情報や積算情報などを確認し
て開始価格や下げ幅の検討を行います。

（2） 案件登録
　バイヤーは案件登録で画面から案件
を登録します。この時、サプライヤーが見
積るために必要な情報（図面や設計書
など）も電子ファイルとして登録すること
ができます。

（3） 案件公開（事前公開）
　サプライヤーはバイヤーが登録した案
件を参照して見積りを行います。また、バ
イヤーが図面や設計書を登録している場
合は、それらをダウンロードして参考にし
ます。

（4） リバースオークション開催
　バイヤーが指定した日時でオークショ
ンが開催されます。サプライヤーは、入札
画面で入札を繰り返して競います。また、
自動延長機能（選択）により、所定条件に
一致する場合は自動で終了時間が延長
されます。

（5） リバースオークション終了・落札
　サプライヤーの入札に対してバイヤー
が評価を行って落札（第一優先交渉権）
の獲得者を選定します。

（6）契約（オフライン）
　落札者（第一優先交渉権獲得者）に選
定されたサプライヤーとバイヤーで契約

（工事契約など）を締結します。

購買プロセスを見直す
「購買改革ソリューション」も提供
　
　当社では、間接材の調達コスト削減
を支援する「購買改革ソリューション」
を、コンサルティング会社と連携して提
供していきます。購買活動に起因する
経営課題を見直し、現場でのボトルネッ
クを排除し、実際の個別購買品目毎に
dynaCloud Auctionを利用いただき、
コスト削減効果の最大化を支援するソ
リューションです。
　財務省が発表している法人企業統計
によると、経常利益は回復傾向にあり、
また設備投資も増加傾向にあるなど、企
業活動が活発になってきました。ただし、
業種別に見ると、製造業、非製造業とも、
増益の業種と減益の業種があり、原油・
原材料価格の高騰が影響していると考
えられます。
　このような環境において利益確保して
いくためには、更なる業務の効率化と、コ
スト削減を実行していく必要があります。
　購買改革ソリューションは、期待した
効果に繋がっているか不明、短期的施策
で継続した取り組みになっていないな
ど、コスト削減を実行しているお客様の
直面する問題を解決し、効率化された購
買プロセスの定着化を支援します。今回

「戦略購買立案」、「購買プロセス策定」、
「購買実行」をサービス
メニュー化しました。

（1）戦略購買立案（調査/
分析/戦略策定）

　購買活動に起因する経
営課題を見直し、企業価
値の向上につながる、よ
り実質的な戦略購買施
策を立案します。
　お客様のすべての支出
品目について購買状況を
精査し、購買プロセス、品
質、価格、納期のそれぞれ
に起因する課題を抽出し
ます。解決した場合の効

果、解決までの難易度、緊急性を考慮し
課題解決に向けた優先度を設定して、あ
るべき姿（ゴールイメージ）を明確化し、
実行施策・実行計画策定を支援します。

（2） 購買プロセス策定（ＢＰＲ）
　現場でのボトルネックを排除し、効率
的な管理・運用を実現する購買プロセス
を策定するとともに、購買統制によるコ
ンプライアンス遵守を支援します。
　現行の購買プロセスとあるべき姿の
購買プロセスとのギャップを明確化し、
新購買プロセスの実施前、実施後の導
入効果を見える化して、ブラッシュアップ
を図り、実行運用可能な購買プロセス策
定を支援します。

（3） 購買実行（コスト削減ＢＰＯ）
　実際の個別購買品目毎に、サプライ
ヤー間の競争環境の構築、リバースオー
クションの実施を通じて、コスト削減効
果の最大化を支援します。
　購買品目に応じた競争環境の構築を
軸に、①購買仕様条件の適正化、②新規
サプライヤーの招聘、③リバースオーク
ションの導入、によりコスト削減の実現
を支援します。

　また、購買改革ソリューションをベー
スにした「クイックサービス」も提供しま
す。購買改革ソリューションの全サービス
メニューの標準取り組み期間は１年か
ら１年半を見込んでいます（実施する品
目数により期間は異なる可能性があり
ます）。クイックサービスは、コスト削減の
早期実現を目的に、購買品目を３品目
程度に絞ることで即時取り組みを可能
にし、短期間で品目単位のコスト削減効
果の最大化を支援します。
　今後も、お客様の購買業務をさらに支
援していけるよう、購買分析やサプライ
ヤー管理のオプションサービスなどの強
化・拡充を図るとともに、当社のノウハウ
を活かしたサービスを幅広く提供してい
く計画です。

 （SIソリューション事業部　山本 崇史）
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バイヤー
サプライヤー

案件登録

落札 落札結果確認

案件確認

入札
入札状況確認
再入札

入札状況確認

案件公開予定

案件公開

落札

オークション
開催

オークション
終了

図-2　リバースオークションの流れ



ソリューション紹介

中堅・中小製造業における生産管理システム導入は、年率4％を超える伸びが見込まれていま
す。マイクロソフト社の「Microsoft Dynamics AX」は、中堅中小企業向けの有力な統合
ERPパッケージの１つです。当社は、この製品の販売パートナーとして唯一、「個別受注生産
ソリューション」を販売し、お客様の業務効率化に寄与しています。当社のもう一方の柱であ
る「販売管理ソリューション」と合わせて、今後も、お客様のニーズに応える機能の拡充と、
より低価格で高付加価値のサービス提供を図っていきます。

Microsoft Dynamics AXで実現する
個別受注生産／販売管理短期導入ソリューション

　
ワールドワイドのベストソリューション

「Microsoft Dynamics AX」を国内に

　 マイクロソフト社 の M i c r o s o f t 
Dynamics AX は、会計をコアに、予算、
販売、購買、在庫、生産、人事といった豊富
な機能を提供するERPパッケージです。同
一インストールで複数の業種機能に対応
するほか、多言語・多通貨への対応や内
部統制対応、IFRS対応といった、企業の基
幹業務に必要と思われるほとんどすべて
の機能を網羅しています（図-1）。 36カ国
の税制に対応しており、全世界での導入
実績が約19,000社と多いのも特徴です。
　Microsoft Officeと親和性の高い操
作で、ERPに不慣れでも自由なデータ活
用が可能です。BIツールを標準装備し、業
務データを経営資源として即時に利用で

きるほか、ワークフローや権限管理、ログ
管理など、内部統制への対応も考慮され
ています。このほか、アドオン・カスタマイ
ズの容易性、バージョンアップや法改正
への柔軟な対応など、多くの特長を持っ
ています。
　中堅・中小の多くの企業で、本格的な
ERP導入の要望が高まってきています。但
し、いわゆるエンタープライズ向けERP
の多くは、多機能ゆえ、導入時のセット
アップ作業や操作教育に多くの時間とコ
ストが掛かりがちです。一方で小規模企
業向けの安価なパッケージでは、導入し
やすいものの、将来の業務拡大を考える
と機能が十分とはいえず、カスタマイズ
が行えないパッケージも多いことから、変
化する企業ニーズに十分に応えることが
できません。

　Dynamics AX
は、大企業までサ
ポートする多くの
機 能 を 持 つと同
時に、容易な操作
性と導入のしやす
さ、柔軟なカスタ
マイズ性を備えて
おり、企業の規模
を問わず導入可能
なERPです。また、
業種ごとのテンプ
レートを持ち、単

一ライセンスで会計、販売から生産まで
全機能が利用できるため、コストに厳し
い中堅・中小企業にも最適なERPといえ
ます。加えて、保守費用もライセンス費用
の16％と比較的安価で、運用を含めた
TCO削減に大きく貢献します。
　当社は、日本国内販売間もない200７
年から取り扱いを開始し、2008年には、
マイクロソフト社とのパートナー契約を
締結しました。以降、生産管理と販売管理
を柱としてDynamics AXの導入・アドオ
ン開発を進めてきました。
　中でも、当社が強みを発揮しているの
が、Dynamics AX 生産管理に独自のテ
ンプレートを実装した「個別受注生産ソ
リューション」です。当社は、Dynamics 
AXで個別受注生産向けのソリューション
を提供している、唯一のパートナー企業
になります。

製番による一貫した管理と
原価把握を実現した

「個別受注生産ソリューション」

　個別受注生産ソリューションは、製番管
理を基本とし、生産用機械などの量産品で
はない一品一様の製品（特注品）を生産・
販売する業務をサポートするものです。
　個別受注生産ソリューションのポイント
は、「製番連携」、「製番別原価管理」、「設
計連携」の3つに集約されます。

同一インストール内で
複数の業種機能に対応

36ヵ国の税法、41言語・
複数通貨を 1 インスタ
ンスで実現

柔軟なカスタマイズを
可能にする統合開発環
境とレイヤ構造

AX クライアントによ
るシンプルな操作性と
Office 製品との親和性

業種別機能

基本業務機能

組立
製造 小売

購買管理

会計管理

販売管理

国別機能

人事管理

在庫管理

生産管理

業務基盤機能
４１言語 統合マスタ管理 基盤データ

フレームワーク

クライアント サーバ ツール

プロジェクト

卸売 サービスプロセス
製造

Windows
Office

Windows Server

SQL Server
.NET

Visual Studio
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図-1　 Microsoft Dynamics AXの主な機能
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（1）受注から製造、出荷までの全工程を
製番連携

　Dynamics AXでは、受注時に製番を登
録し、各工程を製番に紐づけて管理できま
す。当社は、この標準機能を拡張し、製番
情報の入力簡素化、工程間での製番情報
の引き継ぎ強化などで利便性を大幅に向
上させ、全工程にまたがった製番による作
業管理を可能にしました。当社の製番連
携は、製番運用の手間を軽減した製番の
ライフサイクル管理を実現します。

（2）製番毎の原価実績をタイムリーに取得
　Dynamics AXでは、受注から計上まで
の各工程において、仕訳を自動生成しま
す。これにより製造途中であっても原価の
把握が可能で、さらに当社の製番別原価
管理では、製番連携により紐づけられてい
る製番をすべての仕訳情報に付加するこ
とが可能となるため、製番・工程毎の製造
原価をタイムリーに把握することができま
す（図-2）。

（3）設計システムと生産管理のシームレ
スな連携

　個別受注生産では、受注後に設計を行
うため、リードタイムの長い部品（足長品）
の先行手配が必要になる場合がありま
す。そして製造工程以降も、しばしば設計
変更が発生します。設計システムと生産管
理システムが切り離されているシステム
では、全設計の完了後にBOM（構成表）を
登録することとなり、足長品の先行手配が
できません。また設計変更の都度、新たに
BOMを登録することから、設計情報の整

合性確保が難しく、
納品後の保守管理
や、製品原価の把
握、部品の共通化
や再利用などを困
難にしていました。
　 当 社 は 、C A D
やPDM（設計管
理システム）で作成したBOMデータを
Dynamics AXに連携することで、BOM
の登録作業を不要にし、設計完成前の部
分的なBOM連携を可能としました。これ
により足長品の先行手配が可能になり、
設計変更に対してもバージョン管理によ
る設計差分の反映が可能となることで、設
計情報と生産管理との乖離をなくし、精度
の高い原価管理が実現できます。

　このように個別受注生産ソリューション
は、個別受注生産の諸課題を解決し、企業
の業務改善と生産性向上を実現します。本
ソリューションはこのほど、最新バージョン
であるDynamics AX 2012R2版として機
能強化を実施しました。基本的なコンセプ
トはそのままに、製番管理機能を強化し、
2012R2の新しい機能にも対応しました。

機能向上と短期導入ソリューションで
お客様の更なるニーズに応える

　これまで、製番別原価管理に重点を置
いた開発を進めてきましたが、今後は見
積や生産計画など、さらに機能を充実さ

せていく予定です。また中堅・中小製造
業のお客様の多くが、近年、海外進出を
視野に入れており、Dynamics AX の特
長であるグローバル対応の強みを活か
して、製造業の海外進出をサポートする
環境を提供するなど、お客様のニーズの
変化にも応えていく考えです。
　当社では、専門商社向けの「販売管理
ソリューション」も手掛けており、個別受
注生産ソリューションと合わせて2本柱
としています。販売管理ソリューション
では、表-1の導入事例④にあるように、
鋼材販売商社などへの導入実績をベー
スにした専門性の高い商社へ向けた
テンプレートを開発し、専門商社向けソ
リューションとして展開していきます。ま
た並行して、輸出入企業に向けたテンプ
レートもラインアップに加えていきたい
と考えています。
　また、低価格・短期間での導入という、
システム導入の大命題にも積極的に取
り組んでいきます。中規模企業がより導
入しやすい「簡単導入パック」や「短期導
入テンプレート」などのソリューションを
整備し、低価格・短期間で導入可能な環

境を提供しつつ、クラウド対
応なども検討していきます。
　これらの定型のソリュー
ションの提供と併せて、今ま
で培った当社のノウハウを活
かし、お客様の要望に合わせ
たアドオン開発も実施するこ
とで、より使いやすく業務効
率の向上が図れるトータルソ
リューションの提供を目指し
ていきます。

（SIソリューション事業部
藤本 栄吉）

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

見積精度の向上
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No. 会社概要 業種 業務 リリース時期  評価ポイント

① 生産用機械製造会社 製造 生産管理 2013 年 3月
・個別受注生産
・製番管理
・ＰＤＭ連携

② 照明機器製造会社 製造 生産管理 2010 年 3月
・個別受注生産
・製番管理

③ 機械部品卸売販売会社 流通
販売管理
会計

2011年 3月
・グローバル対応
･滞留在庫管理
･加工

④ 鋼材卸売販売会社 流通 販売管理 2014 年 3月 ･鋼材専門商社

図-2　製番による原価管理の実現

表-1　当社の代表的な導入例



ソリューション紹介

近年のタブレット端末やスマートフォンなどの情報端末の普及に伴い、医療用画像の手軽でス
ピーディなやりとりによる業務の効率化が望まれています。当社では、画像系システムでの実
績を活かし、情報端末から手軽に医療用画像を参照できるシステム「Medallion」（メダリオ
ン）を開発、このほど機能改良を加えた最新版の提供を開始しました。今後は当社で提供する
病院情報システムとの連携など、医療現場のさらなる効率化に貢献していきます。

病院外での携帯端末による画像参照を実現する
医用画像モバイル配信システム「Medallion」 

　
ニーズ高まる携帯端末での
柔軟な画像参照

　 医 療 用 画 像 の 標 準 仕 様 で あ る
DICOM（Digital  Imaging and 
COmmunication in Medicine）規
格の普及により、CT、MRI、超音波検査、
一般撮影などの撮影画像を従来のフィ
ルム出力とは別に電子画像として出
力し、PACS（Picture Archiving and 
Communication System）を用いて
電子保存したりモニタ診断したりするこ
とが一般的になりました。病院内のさま
ざまな撮影画像は、院内のPACSを用い、

「読影」すなわち、画像診断により、病状
や進行度合い、診療の助言や治療方針の
決定などを行うために不可欠となってい
ます。
　一方で、ここ数年、タブレットやスマー
トフォンなどの情報端末が普及してきた
ことにより、医療現場でも手軽に撮影画
像を確認したいといったニーズが高まっ
てきました。従来のPACSでは、専用の画
像表示端末を用いて画像を確認しなけ
ればならないために場所や時間の制約
がありましたが、情報端末を活用すれば、
それらにとらわれず画像を確認すること
ができます。一例として、医師が病棟の回
診の際、ベッドサイドで患者に画像を見せ
ながらコミュニケーションをとることがで
きるようになります。また、救急の際に、医
師が院内にいない場合でも、院外からア

クセスして画像を確認してもらうことで、
院外から指示を仰ぐことも可能になりま
す（図-1）。
　こうした ニ ーズ の
高まりと現場からの要
望に応えて当社が開
発したのが、iPadや
Androidタブレットな
どの情報端末から、さ
まざまな検査機器で撮
影し電子保存された
撮影画像を参照する機
能を提供する医用画像
モバイル配信システム 

「Medallion」 （メダリ
オン）です。

簡便さとスピードを
低コストで実現

　 医 用 画 像 モ バ イ ル 配 信 シ ス テ
ム  「 M e d a l l i o n 」は 、アプリ版 の

「Medallion DICOM Viewer for 
iPad」とWeb版「Webブラウザ用DICOM
ビューア」の2つの方法を提供します。
共に院内で電子保存された撮影画像を
DICOM規格のStorage Service Classや
Query/Retrieve Service Classに準拠し
た手順で参照するため、同規格に対応し
た画像保管装置であればメーカを問わず
に連携することができます。本ソフトウェア
が動作するハードウェアは本格的なサー
バから低コストなPCまで対応しており、コ
ストに応じた導入が可能です（図-2）。 ま
た、現場でのニーズを考えると、情報端末

図-1　タブレットで拡大する医用画像の用途

図-2　Medallion DICOM Viewerの概要

病院内 病院外

PACS（医用画像保管装置）

DICOM Storage

検索・ダウンロード

画像

画像

アドバイス

Wi-Fiルータ ブロードバンドルータ

検索・キャッシュ

DICOM Q/R

医用画像モバイル
配信サーバー

Medallion DICOM Viewer for iPad Webブラウザ用 DICOM ビューア
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ではビューアが多機能であることよりも手
軽に見られることが優先される傾向があ
るため、シンプルで直観的に操作のできる
画面構成になっています（図-3）。主な機能
については、表-1のとおりです。
　アプリ版は、iOSで動作するネイティブ・
アプリケーションで、ビジネスシーンでも
活用の進むiPadの専用アプリケーション
であり、主に病棟回診や外来診察の効率
化を図ることを目的としたものです。iPad
にDICOM画像をダウンロードして操作す
るため、情報端末を利用するとはいえ、高
品質な画像を快適なレスポンスで操作を
行うことができます。事前に画像をiPad内
にダウンロードしておくことで、オフライン
で使用することもできます。
　そのほか、院内での利用を目的としてい
ますが、有効期限が切れた画像の自動削
除、ユーザ認証などを行うことで、セキュリ
ティも確保しています。
　一方、Web版は、PCはもちろん、タブ
レット端末やスマートフォンなどの情報端
末からWebブラウザを使用して画像を参

照することができます。先に述べたベッド
サイドで使われるニーズ以外に、地方の山
間部の病院など、医師が院内に不在の場
合が多いところでは、外出先で医師が画像
を確認して指示する必要性が高まってき
ています。Web版は、院外で3G回線など
LANと比較し低速度な回線を使用するこ
とから操作性やスピード感を重視してい
ます。
　院内から外出先の医師の情報端末に電
子メールで画像などの情報を送信するこ
とで、外出先から画像を検索することなく
素早く参照することができます。また、画像
に対する拡大・移動などは情報端末で行
い、階調変更など画像の加工が必要な負
荷のかかる処理をWebサーバで行うこと
で情報端末側の負荷を軽減しています。さ
らに、情報端末側で確認を要する画像に
関連して連続撮影された画像を事前に取
得し、画像のコマ送りをストレスなく行え
るようにすることで、快適な操作を行うこ
とができます。
　そのほか、画質を落として画像を参照
するためのスピードを優先するということ
が可能です。本システムは、画質を調整し
て送信できるため、目的や用途に応じて
画質やスピード・手軽さなどを選択するこ
とができます。セキュリティに関してもSSL
による認証、セッションタイムアウト、パス
ワードの有効期限および履歴管理などに
対応をしています。
　当社では、院内の放射線部門に関する
画像や情報系のソフトウェア開発に早くか

ら取り組んでおり、DICOM画像をDVDや
USBなどの外部メディアに保管するため
の「EASY DICOM IMAGEWRITER」や付
帯情報の編集などをする「救済くん」、病
院情報システムのオーダ情報を撮影装置
などに送信する「ワークリスト・ソフトウェ
ア （MWM サーバ）」といったDICOM規
格に準拠したソフトウェアの開発を行って
きています。
　上記に加えて、新しく開発したのが今
回の「Medallion」です。販売当初は院内
での利用を前提に導入した施設が多かっ
たのですが、最近は院外利用のニーズが
高まってきているため、このほど機能強化
した新しいバージョンでは、スピード面を
改良してより軽快に使用できるようにしま

した。

電子カルテシステムとの連携で
更なる効率化を

　「Medallion」は、単体で撮影画像を参
照することができますが、さまざまな医療
機関向け情報システムと連携していくこと
も可能です。当社では、医療機関向けに医
事会計システムや電子カルテシステムを
はじめ、健診システム、介護事業体支援シ
ステムなど幅広い医療、介護分野の情報
システムを提供しています。近年、これら
の情報システムでも、タブレット端末など
の情報端末を利用したシステムが普及し
てきており、今まで限定された場所でしか
閲覧できなかった情報を、院内の場所を
問わず手軽に閲覧できるようになりつつ
あります。今後は、医療、介護分野の情報シ
ステムと、本システム、さらに当社が今ま
で培ってきた放射線部門に関するシステ
ムを情報端末上で融合し、さまざまな院内
の情報を活用できるシステムを構築して
いくことが可能になります。お客様がより
効率的な業務を進められように、ニーズに
応じたソリューションのラインナップを充
実し拡大していきます。

（ヘルスケア事業統括部　遠藤 仁志）

図-3　Medallion DICOM Viewer for iPadの画面例

表-1　 Medallionの機能概要

分類 機能 説明 アプリ版 WEB版
検索 検索条件設定 以下の条件を設定して画像を検索することができます。

患者 ID / 患者名 （英字） / 検査日 / モダリティ ◉ ◉

検索結果表示 「Medallion DICOM Viewer for iPad」・「医用画像モバイル配信サーバ」・
PACS に格納されている検査一覧が表示されます。 検索対象の画像が、ど
こにあるのかアイコンで一目でわかります。

◉

「医用画像モバイル配信サーバ」に格納されている検査一覧が表示され
ます。 ◉

転送 画像転送 検査単位で画像を転送します。 ◉
シリーズ単位で画像を転送します。 ◉

表示 サムネイル表示 シリーズ内にどんな画像が格納されているか、サムネイル表示します。 ◉
階調変更 画像上をドラッグして、階調変更が行えます。 ◉ ◉
拡大縮小 画像上をピンチして、画像の拡大縮小が行えます。 ◉ ◉
移動 画像上をドラッグして、画像移動が行えます。 ◉ ◉
比較表示 左右に別の検査の画像を表示して、画像を比較できます。 ◉
シネ表示 シネ再生を行います。指定可能な再生方法は以下の通りです。

フォワード再生/バックワード再生/ヨーヨー再生
また、フレームレートを変更できます。

◉

アノテーション 画像上にフリーラインを描画できます。 ◉
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ソリューション紹介

各種シミュレーションツールを駆使して組込み機器向け評価ボードの開発を進めてきた当社で
すが、東芝製の画像認識プロセッサ「Viscontiファミリー」の評価ボードでは、回路図だけでな
くレイアウトデータ・シミュレーションデータの提供も含めたボードソリューションを展開してい
ます。さらに基板メーカーとの連携によるお客様のタイム・ツー・マーケット短縮を支援するもの
で、車載での採用実績を活かし、今後は他の画像認識システムにも広く訴求していきます。

試作ボード開発・製品立ち上げをトータルに支援
早期商品化を促進する設計ソリューション 

を活用することが可能です。さらに、ソフ
トウェア開発キット（東芝製）（注１）（注２）を活
用することにより、画像処理アクセラレー
タを利用した画像処理ライブラリ、内蔵
周辺機能モジュールのデバイスドライバ、
Cコンパイラ・アセンブラなどの言語ツー
ル、Viscontiファミリーのキーモジュール
を実装したコアシミュレータなどを利用
できます。
　ハードウェア開発においては、当社製
評価ボードの設計資産を流用したお客様
独自のボード開発および量産ボードの開
発を支援するために、回路図・部品表をは
じめとした設計データをすべて無償で提
供しています。

量産を意識した小型化を実現

　Visconti2およびVisconti3評価ボー
ドは、お客様の最終商品をイメージするこ
とが出来るだけではなく、評価環境への
搭載を想定し、小型化を意識して開発を
行いました（図-1）。
　一口に「小型化を意識」と言っても、高
性能プロセッサを搭載したボードを小型
化するにはさまざまな問題が発生します。
たとえば、プロセッサの能力を最大限に
活用するには、大量のデータを高速に読
み書きできる高速メモリ規格に対応した
プリント基板の設計が必要となります。高
速メモリ規格は、動作クロックが高速で
あるため、制御信号間のタイミング調整

E m b e d d e d  S o l u t i o n

　
車載向け画像認識プロセッサ
評価ボードの開発・販売

　組込み機器の高度化に伴い、ボード上
のLSIにも高速化が求められています。当
社では、シグナルインテグリティ（信号品
質）、パワーインテグリティ（電源品質）と
いったシミュレーション技術を用いて、さ
まざまな高速インタフェースを搭載した
ボードの開発を進めてきました（表-1）。こ
の技術を活用して、当社が現在開発およ
び販売しているのが、画像認識プロセッ
サLSI「Visconti ファミリー」の評価ボー
ドです。当社では、株式会社東芝 セミコン
ダクター&ストレージ社と協力し、2012
年より「Visconti2およびVisconti3評価
ボード」を開発・販売しています。
　Viscontiファミリーは、カメラから入力
された映像を遅延なくフレーム毎に画
像処理を行い、人、顔、手、車両などの特
徴や動きを検出します。さらに、その検出
結果をカメラから入力された映像にマー
キングして表示するだけではなく、音声

や音で外部へ通知することや、通信イン
タフェース経由で外部ユニットとコミュニ
ケーションすることが可能な、画像認識プ
ロセッサLSIです。
　Viscontiファミリーのターゲットは画像
認識技術を使ったシステムです。民生市
場では人や物の動きを検知することを利
用したさまざまな製品（ゲーム機器や空
調・照明機器の制御）への活用など、産業
市場では監視カメラや顔認証を活用した
セキュリティーゲートなどのセキュリティ
機器など、車載市場では事故を未然に防
止するさまざまなドライバーアシスト機能
などがあります。
　当社が販売しているVisconti2および
Visconti3評価ボードは、ソフトウェアお
よびハードウェアのラピッドプロトタイピ
ングをお客様に提供するため、ツールベ
ンダーと連携するなどさまざまなサービ
スも提供しています。
　ソフトウェア開発における開発環境は、
JTAGエミュレータ・デバッガ（株式会社 

Sohwa & Sophia Technologies製）（注1）

開発ボード アプリケーション データ転送レート

OMAP CPUボード DDR（Mobile）  266Mbps

FPGA画像処理ボード DDR2  533Mbps

LSI評価ボード DDR2  533Mbps

LVDS評価ボード LVDS  533Mbps

MCP評価ボード DDR（Mobile）  400Mbps

Giga Bit Ether PHY評価ボード 1000BASE-T  1Gbps

SATA PHY評価ボード SATA Gen3  3Gbps

表-1　高速インタフェースボードの主な実績
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図-1　Visconti2およびVisconti3評価ボード

図-2　試作ボード開発のトータルソリューション

システムボード
サービス
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が必要です。また、高速メモリは年々低電
圧化されており、信号のひずみを考慮し
た品質確保が求められます。装置の安定
動作を実現するために、ミアンダ配線な
どによる等長配線やインピーダンス調整
だけではなく、各種シミュレーションツー
ルを使用した信号品質の解析（Signal 
Integrity 解析）を行うことが重要です。
この他、電源供給不足が原因で発生する
動作不具合を防ぐため、電源品質の解析

（Power Integrity解析）も不可欠です。
　さらに、これらの信号品質を確保しな
がら配線を高密度化する基板設計技術
が必須となり、ビルドアップという製造工
法を用いることが推奨されています。し
かし、ビルドアップ工法の採用には、費用
面・技術面および製造に要する時間が大
きな障壁となっています。
　当社では、お客様がより早く市場に
製品を投入できるようにするために、
Visconti2およびVisconti3評価ボード
の回路図と一緒に、この評価ボード開発
のためのレイアウトデータ・シミュレー
ションデータも提供していく設計支援
サービスをスタートしました。このサービ
スを活用することにより、基板のレイア
ウト設計に必要となるプロセッサを始め
とした部品形状データおよびシミュレー
ション結果を参考にお客様自身でカスタ
ムボードの設計を行うことができ、高品
質なボードを短期間で開発することが可

能になります。さらに、ビルドアップ基板
の設計および製造ノウハウを所有する基
板製造業者との連携も可能です。最終的
にはお客様の量産も含めたトータルソ
リューションを提供することにより、タイ
ム・ツー・マーケットの短縮を実現します。

お客様の試作ボード開発を
トータルサポート

　当社は、Visconti2およびVisconti3評
価ボードの販売および設計支援サービス
だけではなく、当社の評価ボードにお客
様の独自回路を追加したカスタムボード

の開発も行っています。この手法は、多数
のお客様に採用いただいており、ハード
ウェアに限らず、ソフトウェア開発におい
ても、製品の早期市場投入を可能にして
います。
　お客様は、独自回路を追加した評価
ボードが完成する前に、独自回路以外の
部分に関する評価を当社製評価ボード上
で実施出来るだけではなく、カスタムボー
ドが完成した際にも短期間で開発環境を
移行することが可能です。
　この開発環境の移行に関しても、当社
は強力なバックアップを行います。当社
は、組込み系ではリアルタイムOSからミ
ドルウェア、開発支援ツールからアプリ
ケーション開発まで幅広い技術とノウハ
ウを有しています。ファームウェア開発、ア
プリケーション開発およびFPGA開発な
ど各種サービスとコンサルテーションを
駆使したシステム設計ソリューションとし
て、お客様の短期開発と高品質をサポー
トしていきます（図-2）。

（エンベデッドシステム事業部　黒瀬 浩史）

注１：JTAGエミュレータ・デバッガおよびソフトウェア
開発キットは、別途各社より購入する必要があり
ます。

注２：ソフトウェア開発キットは、当社製評価ボード用
に一部修正が必要になります。
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　第17回
　組込みシステム開発技術展(ESEC2014) に出展

　当社は、2014年5月14日(水)〜16日(金)の3日間、東京

ビッグサイトで開催される「第17回 組込みシステム開発技術展

（ESEC2014）」に出展します。

　組込みシステムにおいて高度化する情報機器向け組込みシス

テムに、LSI設計・プラットフォームからアプリケーション開発・ライ

センス・サービスなど、最新のソリューションを提供します。

　展示内容は次のとおりです。

−「からだみらい」安全運転見守りサービス

　センサーによるバイタル情報と自動車からの走行データを分析

し、ドライバーの疲労や危険運転を検知し音声などで休憩のア

ドバイスを案内 

−ヘアカラーシミュレータ

　美容技術の一つである「ヘアカラー」に関するシミュレートがで

きるソフトウェア。従来のシミュレーションソフトに比べ、光の当

たり具合を補正し、撮影した画像の髪を本物らしい質感で表示

可能 

−Miracast(Wi-Fi Display)

　Miracastで、動画や音楽コンテンツを無線伝送

−コンテンツ保護対応アプリケーション(SeeQVault)

　ハイビジョンで録画した番組をスマートフォン、タブレットで再

生可能 

−オープンソース・ライセンス管理(Black Duck Suite)

　オープンソースに特有の管理、コンプライアンスの課題を解決 

−モデルベース開発ソリューション (M-RADSHIPS)

　組込み製品開発にMATLAB/Simulinkを導入し、信頼性を高

める開発プロセスによるソリューションを提供 

−ディスコンLSI再生サービス

　最近、センサーなどの機器同士がネットワークを介して自動的に最適
な制御を実現するM2M（Machine to Machine）が注目されていま
す。移動車両のモニタリング、電力・水道のスマートメーター、RFIDチッ
プによる在庫管理から、ヘルスケア、セキュリティなどさまざまな分野で
M2Mが活用されています。
　M2Mではセンサー機器が大きな役割を持ちますが、使用されるセン
サーの数が飛躍的に増えるにつれて、センサーの個体をユニークに識
別できることが必要になってきます。これを実現する新しい技術として、
ICチップ固有の物理的特性を指紋のように利用し、同一の入力から装置
固有の異なる出力を導くPUF（Physically Unclonable Function）技
術があります。
　PUF技術を利用することで、従来の大掛かりな鍵管理の仕組みを使
わなくても、RFIDチップなどの模造・偽造を防ぐことが可能となります。
例えば、図のようにICチップから認証サーバへ問合せを行うとき、通常
は、鍵生成のもとにしたPUFと、ICチップの物理的特性によるPUFの値

　ディスコン(製造終了)LSIの延命を行う作り替えサービスと、LSI

解析サービスを提供

　TECHNO-FRONTIER 2014 に出展

　当社は、2014年7月23日(水)〜25日(金)の3日間、東京ビッ

グサイトで開催される「TECHNO-FRONTIER 2014」に出展し

ます。

　本展示会は、「ものづくり」を支える最新の要素技術と、開発設

計・生産技術のプロフェショナルが集結し、課題解決の糸口をさぐ

り、未来を切り開く場となる展示会です。

　当社は東芝グループブースに、本誌に記載のディスコンLSI再

生サービス、LSI解析サービスを出展します。

　「高齢者住宅フェア」2014in東京に出展

　当社は、2014年7月29日（火）〜30日（水）の2日間、東京ビッ

グサイト（西３・４ホール）で開催される高齢者住宅フェアに次の

２つの介護ソリューションを出展します。

●（居宅向け／施設向け）見守りソリューション

　居宅向け見守りソリューションは、安価な運用コストで独居老

人の孤立死を防止し、早期発見により不動産価値を守ります。ま

た、施設向け見守りソリューションは、入居者がベッドから降りる

前に通報し転倒転落事故を防ぐとともに、センサーに振り回され

ている看護師の負荷を軽減します。

●新全老健版ケアマネジメントシステム（R4システム）準拠の

R4Navi

　本システムは、「公益社団法人全国老人保健施設協会 認証取

得 第一号」として認証され、WHOのICF国際生活機能分類にそっ

て介護を必要とする高齢者の在宅復帰を支援するソリューション

です。

セ ン サ ー の 個 体 認 証 技 術

が合致することにより認証されますが、偽造ICチップでは、物理的特性が異
なるためPUFの値が合致せず認証で拒否されます。
　スマートコミュニティが進んでいく中で、M2Mのセキュリティはますます
重要になってきます。PUF技術は、個体認証のみならずM2M通信の暗号化
の鍵としても活用でき、今後M2Mと共に導入が進んでいきそうです。（博）

N e x t  W a v e

認証サーバ

PUF（A）に
よる鍵

PUF（A）による鍵

IC チップ（A）

PUF（A）

IC チップ（A'）

PUF（A'）

不正コピー

※ ICチップ（A'）は、鍵生成のもとにしたPUF（A）が、物理的特性PUF （A'）と
一致していないため、偽造ICチップであることが分かる



本技術誌は、適切に管理された森林からの原料を含む

「FSC認証紙」と、「植物油インキ」を使用しています。

　2027年の開業を目指している「リニア中央新幹線」は、東京都を起点に、

名古屋市までを最速40分で結ぶ、時速500kmの高速走行が可能な超電導磁

気浮上式リニアモーターカー（超電導リニア）です。リニアモーターカーは、ク

リーンな電気エネルギーを有効活用し、浮上走行するため、騒音や振動が少な

く沿線の環境への影響を最小限に抑えることができます。リニア中央新幹線は、

まさに新時代の交通機関といえます。交通機関を始めとしたさまざまな社会

インフラの整備には、LSI、組込みシステム、クラウドシステムなどの情報技

術の発展も今後ますます重要になってくるでしょう。

　今後とも内容を充実させていきたいと思いますので、皆様からご意見ご指

摘などをいただけましたら幸いです。
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　半導体の仕事は「案外、ソフトウェアっぽい」
　半導体とストレージ製品を取り扱う東芝 セミコンダクター＆ス

トレージ社のマイクロエレクトロニクスセンター大船分室で、数年

間のDRAM開発を経て、現在はNAND型フラッシュメモリ開発の

上流工程である設計・検証に携わっています。パソコンのUSBメ

モリからデジタルカメラのメモリーカード、携帯音楽プレーヤ、ス

マートフォンにまで幅広く使われているNAND型フラッシュメモ

リですが、携わっているのは記憶素子を制御するロジック回路です。

　IC製造プロセスの微細化、スペックの向上に伴い回路規模がます

ます増大してきており、最新ツールの導入による自動化が進み、当

社としても自動検証に関わる技術のノウハウ習得に力を注いでいま

す。私は、入社直後はソフトウェア開発部門に配属されていました。

半導体関連の設計・検証は、ソフトウェア開発に携わる人たちから

見れば、異業種の仕事のように見えるのでしょうが、決してそんな

ことはなく、むしろ「意外にソフトウェアっぽい」というのが私の

率直な感想です。入社直後に携わった、ソフトウェア開発の経験や

知識が現在も活かせているように思っています。

　最先端のNAND型フラッシュメモリを世界に先がけて開発し続

けるには、新しい技術や機能の取り込みが常に求められます。当然、

微細化の流れにも対応してきたわけですが、単に小さくしていくだ

けでは、記憶素子の制御がより困難になったり信頼性が低下したり

します。小さく、かつコストを下げる一方で、信頼性を向上させる

ためにロジック回路で新しい仕様を追加する、といったことを繰り

返しながら、次世代の製品づくりを進めていくことが使命です。

　新しい技術や機能を絶え間なく実現していくのは容易ではなく、

知識というより経験がモノを言う世界でもあります。最も難しいと

思うのは、ロジック回路はデジタル制御なのにもかかわらず、その

ロジック回路で実現したいことはアナログ特性であり、0と1（デ

ジタル）では表現できない部分があることです。NAND型フラッシュ

メモリの「単に書いて読む」という世界にさまざまな工夫が凝らさ

れていて、それがどんどん増えていきます。そこが苦労するところ

でもあると同時に、やり甲斐にもなっています。

　プロジェクト管理は若手に委ね、技術を極めたい
　現在はプロジェクトマネージャとして、お客様の開発要求をもと

にメンバーの最適なアサインをするなど、プロジェクトのまとめ役

を担っています。ただ、開発プロジェクトの管理については、次の

リーダーとなるべき人を育てていかねばなりませんから、できるだ

け若手に任せるよう努めています。一方で、新しい技術の習得につ

いては、若手だけに任せてはいられません。今後は、新しい機能に

ついて一番熟知している、という立場を目指したいと思っています。

お客様からも、技術や知識でのエキスパートであることを期待され

ており、お客様の期待に応えるべく、研鑽を積んでいきたいと思い

ます。

　当社はソフトウェアに関するさまざまなソリューションを持って

いますし、半導体関連のビジネスに限っても、私の担当するメモリ

以外の分野を幅広く手がけています。グループの今後の目標は、ソ

フトウェアをはじめ当社の他のさまざまな製品との連携がとれるよ

うにすることです。より広い視野を持ち、他の部署や事業部と連携・

交流した成果をお客様に提案していきたいと考えています。

[ 人 ] P e R S O n

たゆまぬ努力でお客様に信頼されるエキスパート目指す

ひと LSIソリューション事業部
ソリューション第四部　主務

横田　晶子




